
In tutto il mondo, anche per quest’anno, 
sistemi di comunicazione e computer 
saranno i settori che contribuiranno in 
maggior misura alla crescita del merca-
to degli IC, che viene stimato in 310,5 
miliardi di dollari). Secondo i dati di uno 
studio di IC Insights, le applicazioni nel 
campo delle comunicazioni contribuiran-
no al mercato dei chip in misura pari al 
41% nelle regione Asia-pacifico e al 39% 
nella regione America. 
Diversa la situazione in Europa e in 

Giappone, dove le applicazioni compu-
ter faranno la parte del leone (in misura 
pari rispettivamente al 31,35 e al 32,6%). 
Al terzo posto le applicazioni consumer, 
che saranno responsabili del 12,5% 
del consumo di IC in Asia-Pacifico, del 
15,7% in Giappone e del 13,5% nella 
regione America. In Europa sul gradino 
più basso del podio vi sono le applica-
zioni automotive, con una percentuale di 
consumo di IC pari al 24,2% (in aumento 
rispetto al dato 2014).Mensile di notizie e commenti 
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	 Computer & comm: gli “eterni” 
driver del mondo Ic

Alla conferenza stampa di Monaco di 
Baviera, Advantest ha voluto presentare 
alla stampa internazionale tutti gli aggior-
namenti relativi ai suoi prodotti di punta, 
frutto di costanti e impegnativi investi-
menti in R&S. In particolare, si è parlato 
della piattaforma T2000, di cui segnalia-
mo il sistema IPS altamente performan-
te per il settore automotive, i moduli per 
test sui sensori Cmos. Eva100 è invece 

un sistema di collaudo automatico modu-
lare, decisamente più economico rispet-
to ai classici ATE da linea di produzione. 
EVA100 è un sistema di misura semplice 
da utilizzare nel collaudo di circuiti inte-
grati analogici, a segnale misto e sensori 
con basso numero di pin. E, ancora, sono 
stati presentati tutti gli aggiornamenti del-
la piattaforma V93000, le soluzioni F7000 
E-Beam e i nuovi manipolatori. 

all’interno

EMpower 
your business

take care 
your business

Tra le più recenti novità di Keysight Techno-
logies, presentate da poco presso la pro-
pria sede italiana, da segnalare in partico-
lare il digitalizzatore modulare ad alta ve-

locità, che concentra 
nel formato modulare 
AXIe ben 32 canali di 
acquisizione a 8 bit 
con una larghezza di 
banda di 500 MHz. “Il 
modulo M9709A è la 
soluzione più densa 
attualmente dispo-
nibile sul mercato, 

ha detto Giovanni D’Amore per affrontare 
applicazioni multicanale nell’ambito degli 
esperimenti di fisica più avanzati, come 
gli studi su idrodinamica, fusione nucleare 
(Tokamak/Stellarator), fisica delle particel-
le e astronomia a microonde. “
Keysight Technologies ha poi annunciato 
l’aggiunta della nuova funzionalità di ana-
lizzatore di spettro ad alte prestazioni alle 
sue famiglie di analizzatori di reti vettoriali 
(VNA) a microonde PNA e PNA Serie X. 
Infine, l’azienda ha presentato l’accelerato-
re di misure PXIe M9451A, una scheda di 
elaborazione ad alta velocità che velociz-

za le misure di inseguimento dell’inviluppo 
(Envelop Tracking) e di caratterizzazione 
della predistorsione digitale (DPD) nel col-
laudo di amplificatori di potenza. 

Acquisizione dati da record per Keysight Technologies

www.elettronica-plus.it

light up 
your business

Previsioni sulla percentuale di utilizzo dei 
circuiti integrati in funzione dell’applicazione 
finale (Fonte IC Insights – maggio 2015)
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La domanda di memorie Flash 
è in continua espansione, trai-
nata come è dal proliferare di 
dispositivi portatili in ambito 
consumer e dalla relativamen-
te recente diffusione dei dischi 
allo stato solido nei sistemi 
laptop e desktop. Oggi c’è chi 
pronostica un’aggressiva affer-
mazione della tecnologia Flash 
anche tra i server dell’infra-
struttura di storage che regge 
il Cloud.
La lotta tra i produttori di Flash 
di tipo Nand (quelle che trova-
no posto su penne USB, Sd-
card e dischi SSD) è stata fo-
tografata in un recente studio di 
IHS e vede dominare Samsung 
(il cui fatturato mondiale per il 
2014 è stato di 9 miliardi di dol-
lari), seguita da Toshiba (7,8 
miliardi) e, più a distanza, da 
Micron (4,6 miliardi) e Hynix 
(3,1 miliardi). Tutti questi pro-
duttori hanno deciso, chi prima 
e chi dopo, di passare alla tec-
nologia 3D per superare i limiti 
di scalabilità raggiunti dalle ar-
chitetture planari.
Samsung ha aperto le dan-
ze l’anno scorso, quando ha 
annunciato di voler iniziare la 
produzione di massa di memo-
rie Flash a sviluppo verticale 
battezzate V-Nand e basate sul 
meccanismo di intrappolamen-
to della carica. I primi chip, co-
stituiti da celle a tre livelli (TLC) 
ossia in grado di memorizzare 
tre stati di informazione per 

singolo dispositivo, erano ca-
ratterizzati da una struttura a 
32 strati e hanno trovato posto 
nei dischi allo stato solido che 
l’azienda sudcoreana ha inizia-
to a commercializzare a partire 
dalla scorsa estate. La capaci-
tà di un singolo chip è di 128 
Gbit, ossia 16 GB. L’evoluzione 
successiva, attesa per la fine di 
quest’anno, vedrà il numero di 
strati passare da 32 a 48.
Sempre l’anno scorso, il se-
condo più grande produttore 
di Flash Nand, Toshiba, ha 
stretto una collaborazione con 
Sandisk per la produzione di 
Flash Nand a intrappolamento 
di carica utilizzando un proces-
so denominato Bit Cost Scaling 
(BiCS) il cui sviluppo è iniziato 
nel lontano 2007. I singoli chip 
di Toshiba-Sandisk sono in gra-
do di impilare 48 strati di celle 
capaci di memorizzare due 
bit di dati per dispositivo (cella 
MLC) per un totale di 128Gbit 
(16 GB) di capacità. Lo scor-
so 25 marzo le due aziende 
hanno annunciato di aver re-
alizzato i primi campioni e di 
prevedere l’avvio di una produ-

zione pilota nella seconda metà 
di quest’anno. La produzione di 
massa è verosimilmente attesa 
per il 2016.
A differenza di Samsung e del-
la joint-venture Toshiba-San-
disk, per la realizzazione delle 
proprie memorie Flash 3D 
Intel e Micron – che nel 2006 
hanno dato vita a IM Flash 
Technologies – hanno scelto di 
percorrere la già battuta strada 
del floating gate. Una scelta in 
controtendenza, viste le diffi-
coltà generalmente associate 
alla realizzazione dei pattern di 
isolamento su strutture verticali 
così profonde. Sebbene i det-
tagli della tecnologia messa a 
punto da IMFT non siano stati 
resi pubblici, viene spontaneo 
pensare che nella scelta della 
direzione intrapresa abbia pe-
sato il vantaggio tecnologico 
che il colosso di Santa Clara ha 
maturato con la sua esperienza 
nella produzione di micropro-
cessori. Da un certo punto di vi-
sta, questo è un ritorno alle ori-
gini per Intel, che è nata proprio 
come produttore di memorie. I 
chip annunciati da IMFT saran-

no composti da 32 strati di celle 
MLC (due bit per dispositivo) 
per una capacità di 256 Gbit 
(16 GB); sono previste anche 
celle TLC che permetteranno 
di memorizzare fino a 384 Gbit 
per die. Diventerà così possibi-
le produrre penne USB da 3,5 
TB o SSD da 10 TB e oltre.
Lo scorso 24 aprile, Hynix è 
stato l’ultimo dei grandi pro-
duttori di memorie Flash ad 
annunciare il passaggio alla 
tecnologia 3D, che avverrà con 
la messa in produzione di chip 
a 36 strati già nella seconda 
metà di quest’anno. Il passag-
gio alle strutture a 48 strati è 
previsto per il 2016, una mossa 
che permetterà al produttore 
coreano di ridurre le distanze 
rispetto alla concorrenza della 
connazionale Samsung. 
Se la tecnologia Flash 2D ha 
incontrato un limite tecnologi-
co intorno all’avvicinarsi dei 10 
nm, l’era della memoria Flash 
3D è ufficialmente entrata nel 
vivo e, con l’affinamento dei 
processi e l’economia di scala 
associata alla produzione di 
massa, si prefigura una pros-
sima significativa riduzione dei 
prezzi per terabyte di memoria. 
Il futuro in cui i dischi allo stato 
solido saranno la realtà anche 
nei data center si fa un poco più 
vicino.
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Dopo Samsung, anche Intel, Micron, Sandisk, 
Toshiba e Hynix inizieranno a produrre Flash 
Nand a sviluppo verticale

Aggiungi una dimensione 
	 alla Flash

“Fonte: 
Intel Micron 
Flash Technology”
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4 Hi-tech & finanza

STMicroelectronics ha un bu-
siness solido e le carte in re-
gola per migliorare la sua per-
formance. I vertici del gruppo 
franco-italiano di chip ne sono 
convinti. Per questo nell’inve-
stor day di maggio a Londra, 
davanti alla comunità finanzia-
ria, hanno promesso che nel 
secondo trimestre la società 
realizzerà una cospicua pro-
gressione sia nei ricavi che 
nel margine operativo lordo. 
Nel dettaglio, il management 
del colosso europeo dei chip 
ha spiegato alla comunità 
finanziaria londinese di at-
tendersi una crescita del giro 
d’affari del 3,5% e un margine 
operativo lordo del 33,8 per 
cento. Alla base di tanto otti-
mismo c’è l’impegno del grup-
po sui diversi settori del suo 
business. Buone prospettive 
vengono dall’automotive: le 
case automobilistiche preve-
dono infatti di vende-
re nel 2015 88 milioni 
di auto con un cuore 
tecnologico dal valore 
di 321 milioni di dol-
lari. Una cifra che fa 
gola a ST, che nell’au-
tomotive ha tutta una 
serie di prodotti che 
vanno dai sensori di 
movimento e camere 
fino ai sistemi di ela-
borazione digitale. Il gruppo 
guidato da Carlo Bozotti ha 
poi spiegato agli analisti che 
intende puntare sugli Smart 
Environment grazie all’offerta 
di soluzioni intelligenti per l’e-
nergia pulita e la sostenibilità 
ambientale di imprese e centri 
urbani. Inoltre, il gruppo crede 
molto nello sviluppo dell’In-
ternet delle Cose, che ritiene 
possa rappresentare un im-
portante volano di crescita. 
Bozotti è sembrato incerto 
solo sul futuro della divisione 
che realizza i prodotti digitali 

(Dpg) fra cui anche i chip per 
i decoder televisivi. Il giro d’af-
fari della filiale è in contrazio-
ne pur restando attorno ai 200 
milioni di dollari, pari al 12% 
delle vendite globali di Stm. 
Non solo: anche la marginalità 
è in contrazione testimonian-
do la necessità di innovazio-
ne e abbattimento dei costi. Il 
numero uno di ST non ha na-
scosto infatti che il gruppo sta 
valutando come agire: “Stiamo 

esplorando le diverse 
opzioni a disposizio-
ne. Lo status quo non 
è più una possibilità” 
aggiungendo poi che 
“le comunicazioni a 
riguardo arriveranno 
al momento oppor-
tuno”. Non è escluso 
quindi che il colos-
so europeo dei chip 
possa decidere di 

disfarsi della filiale per con-
centrarsi sui più promettenti 
business dell’Internet delle 
cose e dell’automotive. La de-
bolezza della filiale Dpg non 
impedirà comunque a ST di 
registrare nella seconda parte 
dell’anno un margine operati-
vo “significativamente più alto” 
rispetto al primo semestre. Per 
realizzare questo obiettivo, ST 
si prepara anche al lancio di 
nuovi prodotti che le permet-
teranno di presentarsi ai clien-
ti con soluzioni sempre più 
avanzate e competitive. 

Big statunitensi dei chip 
meno fiduciosi sul 2015

STMicroelectronics 
prova a risalire la china

Il management del 
produttore di chip si 
attende un aumento 
del giro d’affari e 
un miglioramento 
della redditività. In 
dubbio il futuro della 
divisione che realizza 
prodotti digitali che è 
l’unica filiale con un 
margine negativo

Elena Kirienko Federico Filocca

Si annuncia un 2015 non fa-
cile per i colossi statunitensi 
dei semiconduttori. La debo-
lezza della domanda di chip 
nel settore delle comunica-
zioni mobili e in quello dei 
personal computer ha spinto 
i big a stelle e strisce del si-
licio a rivedere al ribasso le 
precedenti previsioni sull’an-
damento dell’esercizio in cor-
so. Stiamo parlando di colossi 
del calibro di Intel, Qualcomm 
e Texas Instruments che, pur 
avendo presentato nei pri-
mi tre mesi del 2015 risultati 
superiori a quello dello stes-
so periodo del 2014, hanno 
avvertito sul deterioramento 
dei rispettivi mercati di riferi-

mento nel proseguo dell’anno 
in corso. Nel dettaglio, i ver-
tici di Intel hanno dichiarato 
di aspettarsi per l’intero 2015 
un fatturato in linea con quel-
lo dell’esercizio in corso e un 
gross margin, cioè il rapporto 
tra il costo dei prodotti vendu-
ti e ricavi, del 61% mentre a 
metà gennaio avevano prono-
sticato un fatturato in cresci-
ta di circa il 2-3% e un gross 
margin del 62 per cento. An-
cora maggiore il taglio delle 
previsioni relative all’intero 
anno in corso per Qualcomm, 
leader mondiale dei chip per 
la telefonia mobile. In partico-
lare, il gruppo guidato da Ste-
ve Mollenkopf prevede ricavi 
compresi tra 25 e 27 miliardi 
rispetto alla precedente indi-
cazione di 26,3-28 miliardi e 
un utile per azione nell’inter-
vallo 4,6-5 dollari, in calo dalla 

precedente indicazione pari a 
4,85-5,05 dollari. Per quanto 
riguarda, invece, Texas In-
struments, il top management 
si è limitato a fornire l’outlook 
per il solo secondo trimestre 
del 2015 che potrebbe chiu-
dersi con un fatturato com-
preso tra 3,12 e 3,38 miliar-
di, posizionandosi così al di 
sotto dei 3,44 miliardi stimati 
dagli analisti. Decisamente 
più difficile la situazione di 
Amd che, a differenza degli 
altri gruppi statunitensi dei 
semiconduttori, ha registrato 
nel periodo gennaio-marzo 
del 2015 una contrazione dei 
ricavi del 26,3% su base an-
nua, scesi così a 1,03 miliardi 
di dollari, e una perdita netta 
di 180 milioni che si confronta 
con il rosso di 20 milioni nei 
primi tre mesi del 2014. Per il 
periodo aprile-giugno i vertici 
del gruppo di Sunnyvale han-
no dichiarato di aspettarsi poi 
una flessione del fatturato del 
3% rispetto a quello registrato 
nel primo trimestre del 2015. 
L’inizio della riscossa per il 
gruppo guidato e presieduto 
da Lisa Su sembra, quindi, 
rinviato all’estate, stagione in 
cui Amd lancerà sul mercato 
le nuove generazioni di sche-
de video. 

I vertici di società del calibro 
di Intel, Qualcomm e Texas 
Instruments hanno tagliato le 
precedenti previsioni su ricavi 
e utili dell’esercizio in corso a 
causa del deterioramento dei 
rispettivi mercati di riferimento 
nel proseguo dell’anno in 
corso. Un discorso a parte 
merita Amd che punta sul 
lancio della nuova generazione 
di schede video per far 
dimenticare un primo trimestre 
da dimenticare

Carlo Bozotti, 
presidente 
e Ceo di 
STMicroelectronics

Foto Qualcomm
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anche a livello di reti di impresa 
e reti urbane. Nelle aree urbane 
si fa sempre più viva la doman-
da di piccole celle 4G: secondo 
uno studio condotto da ABI Re-
search una prima conseguen-
za di ciò sarà l’espansione del 
mercato delle reti di ‘raccordo’, 
o di backhaul, tra la dorsale 
dell’infrastruttura di rete e le cel-
le periferiche. 
Si prevede che entro la fine 
dell’anno le soluzioni di terza 
generazione saranno supera-
te dalle reti di backhaul a mi-
croonde, onde millimetriche e 
sub-6GHz per i servizi LTE che 
serviranno le aree densamente 
popolate. Entro il 2020, queste 
soluzioni daranno vita a un mer-
cato di 4 miliardi di dollari.
Lo scorso marzo, un’analisi del-
lo Small Cells Forum ha rivelato 
come siano già oltre 10 milioni 
le piccole celle che sono state 
installate in tutto il mondo da 
oltre 75 operatori di telecomuni-
cazioni. Per il prossimo anno è 
prevista un’accelerazione della 
messa in campo di queste celle, 
che permettono agli operatori di 
incrementare la capacità delle 
proprie reti là dove ve ne sia 
maggiormente bisogno.

LTE: non solo dati
A livello globale, le reti cellulari 
stanno sperimentando una con-
creta diffuasione della tecnolo-

gia Long Term Evolution (LTE 
e LTE-Advanced). Secondo le 
stime degli analisti di Digitimes 
Research il numero di utenti 
LTE è raddoppiato nel 2014, 
andando a toccare quota 445 
milioni di utilizzatori. L’espan-
sione è destinata a continuare 
a ritmo sostenuto e si preve-
de che per la fine del 2016 gli 
utenti saranno 1,446 miliardi, il 
70% del numero complessivo di 
utenti di banda larga mobile (3G 
e 4G compresi).  A livello geo-
grafico, la crescita è spinta dal 
mercato Asia-Pacifico e in par-
ticolar modo dalla Cina. Il Nor-
damerica è destinato a perdere 
lo scettro di principale mercato 
della tecnologia LTE entro la pri-
ma metà di quest’anno.
Il dominio di LTE si sta spin-
gendo anche sul mercato delle 
comunicazioni vocali. Il sorpas-
so delle comunicazioni dati su 
quelle voce si è già verificato 
nel 2013, perlomeno sui più 
avanzati mercati statunitense e 
giapponese. 
Con la crescente affermazione 
di LTE è lecito attendersi che sia 
questa tecnologia a intercettare 
le esigenze di comunicazione 
vocale che oggi ricadono sotto 
una molteplicità di servizi VoIP 
di terze parti. Uno studio di Vi-
sionGain pubblicato lo scorso 
aprile, “Voice over LTE (VoLTE) 
Market 2015-2020” prevede 
che, in tutto il mondo, entro la 
fine dell’anno ci saranno 101,7 
milioni di utenti VoLTE attivi. 
Con un mercato globale dei ser-
vizi voce stimabile in 650 miliar-
di di dollari, VoLTE è destinato a 
diventare il prossimo campo di 
battaglia tra gli operatori di tele-
comunicazioni. 
Secondo un altro studio di ABI 
Research, Voice over LTE sta 
alimentando il mercato globale 
delle femtocelle in ambito d’im-
presa, un mercato destinato a 
sfiorare quota 800 milioni di dol-
lari nel 2020. Meno incisiva sa-
rebbe l’influenza sulle femtocel-
le in ambito residenziale, dove 
-sempre in un contesto globale 
– si fa maggiormente sentire la 
concorrenza di servizi come Wi-
Fi Calling.

I vantaggi offerti dalla connet-
tività senza fili sono apprezza-
ti tanto in ambito residenziale 
quanto in ambito commercia-
le e industriale. La crescente 
domanda globale di tecnologie 
wireless interessa ormai reti di 
qualsiasi estensione, dalle cir-
coscritte reti personali (PAN), 
alle onnipresenti reti locali sen-
za fili (Wlan), fino alle reti me-
tropolitane e geografiche di ter-
za e quarta generazione. 
Secondo un recente studio di 
Technavio, il passaggio alle 
tecnologie senza fili viene per-
cepito come il prossimo grande 
balzo tecnologico dell’automa-
zione industriale. Già oggi sono 
numerosi i dispositivi wireless 
che trovano posto sul piano di 
fabbrica, nelle applicazioni di 
controllo, monitoraggio e manu-
tenzione degli impianti di auto-
mazione e controllo di processo. 
Tuttavia il passaggio al wireless 
in ambito industriale è stato a 
lungo ostacolato da considera-
zioni di sicurezza, affidabilità e 
robustezza; solo di recente, gra-
zie a uno stimolo proveniente 
dai settori industriali maggior-
mente sensibili ai vincoli, alle 
limitazioni e ai costi di cablaggio 
(i settori petrolchimico, automo-
bilistico, tessile e dell’energia), 
la richiesta di wireless industria-
le ha maturato previsioni di cre-
scita a doppia cifra. Gli analisti 
di Technavio stimano che il mer-
cato globale dell’Industrial Wire-
less crescerà con un Cagr del 
16,19% sul periodo 2014-2019.
La fame di comunicazioni M2M 
cresce in ogni settore, alimen-
tata anche dalle prospettive di 
espansione dell’Internet delle 
Cose. In questo contesto, la 
libertà e la flessibilità offerte 
dalle connessioni prive di col-
legamenti fisici rappresentano 
un potente incentivo alla diffu-
sione delle tecnologie wireless. 
Il vasto ecosistema di apparec-

chiature mobili dotate di con-
nettività Internet (laptop, tablet, 
smartphone e, più di recente, 
smartwatch) costituisce terreno 
fertile per la crescita delle Per-
sonal Area Network e prelude a 
un irrobustimento, negli anni a 
venire, della domanda di radio 
Wi-Fi e Bluetooth.

Dentro e fuori
Aumentano le applicazioni del-
le reti wireless all’interno degli 
edifici: secondo lo studio “In-
Building Wireless Infrastructure 
and the Enterprise” pubblicato a 
fine aprile dagli analisti di Mobi-
le Experts, il mercato delle reti 
wireless per interni è destinato 
a raddoppiare nei prossimi tre 
anni. A contribuire all’espan-
sione del settore sarà anche 
la convergenza delle diverse 
tecnologie senza fili adatte alla 
comunicazione intraedificio: 
dalle varie incarnazioni delle 
cosiddette “piccole celle” (Small 
Cell), ai sistemi distribuiti di an-
tenne (DAS), alle reti cellulari 
nel Cloud (C-Ran) fino a Carrier 
Wi-Fi. Riguardo a quest’ultima 
tecnologia, nel suo “Carrier 
Wi-Fi Equipment Report”, Info-
netics Research attribuisce l’e-
spansione degli ultimi due anni 
al desiderio degli operatori di 
telecomunicazioni di ampliare 
e migliorare le proprie offerte in 
banda larga. Secondo gli anali-
sti di Infonetics il passaggio allo 
standard 802.11ac, unito alle 
opportunità offerte da Hotspot 
2.0, Voice over Wi-Fi e alla vir-
tualizzazione delle funzioni di 
rete, porteranno il mercato di 
Carrier Wi-Fi alla soglia di 3 mi-
liardi di dollari entro il 2018.
Il ricorso a piccole celle (femto-, 
pico- e micro-celle) interessa 
principalmente il settore resi-
denziale, ma di recente sono 
stati fatti significativi passi avanti 

Voglia di wireless cresce
Dalle PAN alle WAN, le tecnologie wireless sono 
sempre più richieste. LTE si fa strada nelle 
comunicazioni voce a livello globale

Massimo Giussani

Fonte Digitimes

http://www.abiresearch.com/
http://www.abiresearch.com/
http://www.smallcellforum.org/
http://www.digitimes.com/
http://www.digitimes.com/
http://www.visiongain.com/
http://www.visiongain.com/
http://www.technavio.com/
http://www.mobile-experts.net/
http://www.mobile-experts.net/
http://www.infonetics.com/
http://www.infonetics.com/
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Nella classifica stilata dalla 
società di ricerche di mercato 
Yole Développement e riguar-
dante i sensori di immagine 
Cmos, nel 2014 Sony balza 
in vantaggio rispetto ai suoi 
competitor aggiudicandosi più 
di un quarto del mercato glo-
bale. In seconda posizione tro-
viamo Samsung, con il 19%, 
che ha superato Omnivision 
che è scesa al terzo posto 
in classifica.  I ‘primi tre’ con-
tinuano a distanziare gli altri 

player del mercato, che hanno 
perso quote a favore di Sony 
e Samsung. Nel 2014 Sony, 
Samsung e Omnivision  hanno 
infatti ottenuto il 63% della fetta 
di mercato, mentre nel 2012 
la quota era del 58%.  Canon, 
Aptina (oggi in Semi) e  Toshi-
ba hanno perso il 2% di market 
share nei due anni, tanto che 
nel 2014 la loro fetta di merca-
to è stata rispettivamente del 
7, 6 e 4%. STMicroelectronics 
ha mantenuto la sua quota di 
mercato del 4%, mentre Nikon 
e GalaxyCore sono scesi  al 3% 
di share. 

Sensori Cmos: aspettative di crescita

Fig. 2 – Classifica delle prime dieci 
società attive nel mercato dei sensori 
Cmos, per quote di mercato nel 2014 
(Fonte Yole Développement)

Fig. 1 – Classifica dei principali 
vendor del mercato 
dei sensori Cmos nel 2014 
(Fonte Yole Développement)

Il mercato dei sensori di immagine Cmos è destinato a crescere a un tasso annuale composto (Cagr) del 10,6% 
nel periodo 2014-2020 per un valore di mercato annuo di 16,2 miliardi dollari nel 2020. 
Lo si apprende da un’indagine di mercato condotta da Yole Développement

Laura Galli

È di qualche mese fa la notizia 
che NXP, produttore olandese 
di semiconduttori, che vanta 
clienti del calibro di Apple, ha 
siglato un accordo di fusione 
con la statunitense Freescale, 
in un deal del valore di 16,7 
miliardi di dollari. Con questo 
accordo si profila la nascita di 
un nuovo colosso dei semicon-
duttori, che darà filo da torcere 
un po’ a tutti i player del mer-
cato. Secondo l’ultimo aggior-
namento al rapporto Mc Clean 
2015 della società di analisi 
e di mercato IC Insights, tra 
le Top 10 società leader nelle 
vendite di semiconduttori pros-
simamente vi sarà NXP/ Fre-
escale. La classifica è riferita 
al 2014 e comprende le prime 
50 aziende attive nel mercato 
dei semiconduttori, di circuiti 

integrati e le principali foundry, 
comprese quelle presenti nei 
diversi segmenti di prodotto, 
quali memorie Dram, MPU e 
così via. Nel 2014, tra i primi 
dieci nella classifica dei semi-
conduttori erano presenti solo 
due società giapponesi, Toshiba 
e Renesas. Supponendo che la 
fusione NXP/Freescale sia com-
pletata entro la fine dell’anno, se-
condo le previsioni di IC Insights, 
Toshiba sarà la sola società 

Antonella Pellegrini
giapponese tra le top 10, mentre 
entrerà la società post fusione 
NXP/Freescale. Chiunque cono-
sca il mercato dei semiconduttori 
si rende conto che questo è un 
grande cambiamento per un Pa-
ese che un tempo era noto per 
la sua forte presenza nel merca-
to globale dei semiconduttori.

Un po’ di storia
Nel lontano 1990, i produttori 
di semiconduttori giapponesi 

esercitavano la loro maggiore 
influenza sulla scena mondiale 
e potevano vantare ben sei delle 
prime dieci posizioni, un nume-
ro che peraltro non è mai stato 
eguagliato nel tempo da nessun 
Paese (anche se gli Stati Uniti 
erano presenti nella classifica 
Top 10 con cinque fornitori nel 
2014). Il numero delle aziende 
giapponesi è poi sceso a quat-
tro nel 1995, a tre nel 2000 e nel 
2006, e solo due aziende erano 
presenti nel 2014. 
Per quanto riguarda la fetta di 
mercato delle aziende Top 10, 
rispetto al 2006 si è verificato un 
incremento: dopo il calo significa-
tivo nel 2006, al 45% sul totale, i 
primi dieci ‘top seller’ di semicon-
duttori detenevano una quota del 
53% sul totale nel 2014, ancora 
sei punti al di sotto della quota 
‘record’ del 59% nel 1990.
Poiché un minor numero di forni-
tori è in grado di raggiungere le 
economie di scala necessarie per 
investire con successo e compe-
tere nel settore dei semicondutto-
ri, si prevede che la quota di mer-
cato dei primi dieci leader nelle 
vendite di semiconduttori in tutto il 
mondo continuerà ad aumentare 
nel corso dei prossimi anni.

Lo scenario post fusione NXP-Freescale
Cosa succederà quando la fusione tra NXP e Freescale sarà ultimata? Secondo IC In-
sights, la società post fusione scalerà la classifica dei produttori di semiconduttori, 
superando la concorrenza giapponese

La tabella 
indica le prime 
10 società di 
semiconduttori 
dal 1990

http://www.yole.fr/
http://www.sony.it/
http://www.samsung.com/
http://www.ovt.com/
http://www.canon.it/
http://www.aptina.com/
http://www.toshiba.semicon-storage.com/
http://www.toshiba.semicon-storage.com/
http://www.st.com/
http://www.nikon.it/
http://www.gcoreinc.com/index.php?lang=en
http://www.yole.fr/
http://www.nxp.com/
http://www.apple.com/
http://www.freescale.com/
http://www.icinsights.com/
http://www.toshiba.semicon-storage.com/
http://www.renesas.com/
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crescente attenzione verso il 
comfort della vettura e la pos-
sibilità di reperire informazioni 
all’interno dell’abitacolo.
Nelle autovetture moderne, 
però, la sicurezza continua ad 
essere la priorità: ABS, anti-
furto per auto, pretensionatori 
delle cinture di sicurezza, si-
stemi di protezione sono ormai 
indispensabili e la legislazione 
in questo ambito ha fatto da 
traino all’installazione di questi 
dispositivi. E questo, dovrebbe 
avere un impatto positivo nell’u-
tilizzo di relè. Un altro esempio 
è la Driver Information Systems 
(DIS), una tecnologia automo-
bilistica che consiste di GPS, 
servizi di localizzazione, di na-
vigazione e traffico e informa-
zioni meteo. 

Nel mercato automobilistico 
i relè più utilizzati sono quel-
li plug-in e quelli per circuito 
stampato. Il progressivo au-
mento di componenti elettronici 
con moduli di controllo ha con-
seguentemente incrementato 
la necessità di relè più piccoli in 
grado di trasportare grandi cari-
chi di corrente. La miniaturizza-
zione dei relè elettromeccanici 
ha permesso l’installazione di 
relè in spazi congestionati, au-
mentando così la loro utilità. 

Aree geografiche
La Regione Asia-Pacifico è 
oggi diventata il centro di pro-
duzione di automobili negli 
ultimi dieci anni, grazie a una 
combinazione di fattori quali 
la disponibilità di manodope-
ra a basso costo, la fornitura 
perenne di materie prime, ma 
anche una legislazione favo-

revoli per le aziende. Il merca-
to automobilistico dei relè ha 
prosperato in questa Regione 
ed è destinato a crescere a un 
ritmo molto elevato nel periodo 
di previsione. La produzione di 
automobili in Nord America ha 
assistito a una crescita costan-
te, rendendo in tal modo la re-
gione un mercato interessante. 
L’Europa, invece, è in una fase 
di stagnazione per quanto ri-
guarda la produzione automo-
bilistica e la domanda di relè si 
è abbassata. Va però segnalato 
che una quantità considerevole 
di relè viene utilizzata nel mer-
cato aftermarket per le parti di 
ricambio. La produzione di au-
tomobili in Brasile ha registrato 
una forte crescita negli ultimi 
cinque anni, e dovrebbe conti-

nuare nel tempo. I produttori di 
relè PCB hanno formulato stra-
tegie per il lancio di nuove linee 
di prodotto e hanno sfruttato i 
nuovi mercati al fine di diversifi-
care. Il mercato automobilistico 
dei relè è stato caratterizzato 
da alleanze strategiche, fusio-
ni e acquisizioni tra aziende 
chiave, nel tentativo di ottene-
re un vantaggio competitivo. 
I produttori hanno cercato di 
sviluppare relè dalle dimensioni 
più contenute leggeri miniatura 
che hanno elevate capacità di 
gestione corrente. Ad esem-
pio, Omron ha lanciato i relè 
G9EN DC nel 2012 che sono la 
metà delle versioni precedenti, 
mentre aziende come Denso 
e International Rectifier hanno 
progettato relè per il segmento 
dei veicoli ibridi ed elettrici te-
nendo conto del loro crescente 
popolarità. 

Sono tanti, e aumentano 
sempre più, i relè utilizzati nei 
vari ambiti applicativi, ma in 
particolare nell’automotive, e 
secondo una ricerca condot-
ta da Grand View Research 
si tratta di un mercato in cre-
scita, con buone prospettive 
anche per il futuro. Dai primi 
tipi di relè, semplici e anche 
un po’ ingombranti, questo 
dispositivo è ormai giunto al-
la terza generazione. Oggi 
vi sono in commercio relè 
con incorporato un circuito 
integrato, che ne aumenta e 
migliora le prestazioni così 
come il numero di operazio-
ni che potrebbe svolgere. I 
circuiti elettronici per l’ambito 
automobilistico hanno, a lo-
ro volta, avuto un’evoluzione 
importante: da semplici inter-
ruttori per i fari e i tergicristalli 
oggi incorporano segnali ad 
alta frequenza a radio fre-
quenza (RF), frequenze a 
microonde e millimetriche. Al-
cuni segnali radar, una volta 
esclusiva di aerei militari, og-
gi sono utilizzati nelle moder-
ne (e lussuose) autovetture 
per il controllo dell’andamen-
to del veicolo e aiutano a mi-
gliorare la sicurezza a bordo 
auto, per esempio andando a 
rilevare il punto cieco. Questi 
sistemi avanzati non solo of-
frono una migliore esperien-
za di guida e una maggiore 
sicurezza, ma hanno anche 
aperto nuove strade nel mer-
cato automotive. Il numero 
medio di relè installato su un 
veicolo è gradualmente au-
mentato, da 20 a circa 30, 
proprio per queste sofisticate 
apparecchiature elettroniche 
installate sui veicoli, per i si-
stemi di comunicazione, assi-
stenza ed emergenza, GPS, 
localizzazione, accesso a 

Internet, diagnostica remo-
ta e notifica airbag. Vi sono 
poi applicazioni per il comfort 
dell’abitacolo, il controllo e 
la gestione di tutte le infor-
mazioni che provengono dal 
motore.

Tutte le applicazioni
Nel mondo automobilistico i 
relè vengono utilizzati in cinque 
principali campi di applicazio-
ne: sistemi di distribuzione, 
carrozzeria e telaio, abitacolo, 
sicurezza e sistemi di informa-
zione. I sistemi di distribuzione 
comprendono la gestione della 
potenza, la batteria, ventole di 
raffreddamento, prese di cor-
rente, la gestione dell’energia, 
controllo del motore, l’iniezio-
ne pompa del carburante e la 
distribuzione di energia. Le ap-
plicazioni per carrozzeria e telai 
comprendono il controllo della 
portiera, del tergicristallo fronta-
le e posteriore, il riscaldamento 
e condizionamento, illumina-
zione e indicatori di direzione. 
Il comfort di guida comprende 
il servosterzo elettrico (EPS), 
le luci interne, sistemi di info-
tainment (tra il divertimento e 
l’informazione) e il comando del 
tetto apribile. Queste ultime ap-
plicazioni dovrebbero registrare 
una forte crescita a causa della 

Relè per l’automotive: 
buone le prospettive

È aumentato l’utilizzo dei 
relè in ambito automotive e 
anche le previsioni sono di 
un mercato in buona salute. 
È quanto emerge da una 
ricerca condotta da Grand 
View Research, che illustra 
come sia stata proprio la 
diversificazione delle parti 
automobilistiche elettriche a 
portare a un incremento del 
numero di relè utilizzati

Antonella Pellegrini
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Il mercato 
globale dei 

relè in ambito 
automotive 

(Fonte: 
Grand View 
Research)
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based, dove le credenziali 
della carta di credito sono 
salvate in un secure element 
che si trova nella SIM tele-
fonica, sia le soluzioni HCE; 
quest’ultime erano nate alla 
fine del 2013 quando Google 
ne aveva annunciato l’inse-
rimento nei propri device 
e sono cresciute nel 2014 
quando circuiti delle carte 
di pagamento come Master-
card e Visa hanno scelto di 
supportare questa tecno-

logia, che attualmente è in 
fase di testing. Altra grande 
novità è stata a fine 2014 
l’iPhone 6 con i servizi di Ap-
ple Pay basati su NFC. 

Ivano Asaro, ricercatore 
dell’Osservatorio Mobile 
Payment & Commerce, in 
un recente webinar per gli 
iscritti al sito www.osserva-
tori.net ha illustrato le pecu-
liarità dell’HCE nel cloud e 
di Apple Pay.

HCE, host card emulation, 
è un sistema aperto che 
Google ha iniziato a utiliz-
zare con Android 4.4 Kitkat 
nel cellulare Nexus 5 a fine 
2013. Per la prima volta un 

googlefonino non conteneva 
un secure element nel devi-
ce bensì immagazzinava le 
credenziali della carta di pa-
gamento nel cloud. HCE in-
fatti viene spesso associato 
al cloud. Nel 2014 a partire 
dal supporto di Master Card 
e Visa sono iniziate numero-
se sperimentazioni e diver-
si partnership in vari paesi 
che hanno portato per ora a 
qualche lancio commercia-
le da parte di grandi gruppi 
bancari.
HCE è un paradigma che 
consente l’emulazione di una 
carta (credito, debito, abbo-
namento trasporti pubblici e 
così via). Ha già un suo ot-
timo framework di sicurezza, 
ma la massima protezione si 
raggiunge associando il se-
cure element nel cloud. È l’u-
tente che decide quale delle 
due utilizzare nelle imposta-
zioni del cellulare. La grande 
novità tecnologica sta nel 
fatto che libera la card emu-
lation dal rapporto esclusivo 
con il secure element conte-
nuto nella SIM. 
Eccone il funzionamento. 
L’NFC reader nel POS del 
venditore lancia la richie-
sta di un certo AID, cioè il 
servizio che si vuole usare, 
che ad esempio può esse-
re un biglietto di spettacoli, 
una carta fedeltà oppure il 
pagamento attraverso una 
carta di credito. L’NFC con-
troller del cellulare recepisce 
il segnale di cosa estrarre 
dalla CPU. Nel caso di pa-
gamento con carta di credito 
l’utente avrà già impostato il 
tipo di sicurezza (SIM based 
con secure element oppure 
cloud) e la carta di credito 
prioritaria e quindi, se non 
modifica la scelta, può con-
fermare il pagamento.
Un’ulteriore possibilità di si-
curezza viene offerta dal ser-
vizio di tokenizzazione, che 
si può paragonare alla cre-
azione di carta virtuale per i 
pagamenti su Internet (ndr). 

Gli analisti prevedono che a 
breve termine (probabilmen-
te 1-2 anni ndr) la regolazio-
ne delle transazioni con il 
cellulare potrà essere un fat-
to diffuso. Le possibili moda-
lità di pagamento in mobilità 
sono molto varie, ad esem-
pio un sms piuttosto che una 
carta, e alcune vengono già 
praticate. Diverse sono le 
tecnologie di comunicazione 
adottate, dal GSM all’NFC o 
all’RFiD e così via; differenti 
le procedure di pagamento e 
i sistemi di sicurezza utiliz-
zati.Gli utenti più innovatori 
si sono già impadroniti del 
mobile payment, per acqui-
stare download, sosta nei 
parcheggi, noleggi nel bike 
e car sharing; altri utilizza-
tori seguiranno una volta 
che l’offerta si sarà fatta più 
strutturata ed emergeranno 
player e tecnologie vincenti.
In questa direzione, la disce-
sa in campo di Apple con il 
suo nuovo iPhone 6 spingerà 
verosimilmente tutto il mer-
cato (non solo quello della 
casa di Cupertino) grazie 
alla reputazione di cui gode 
l’azienda e alle scelte tecno-
logiche effettuate.
Tra i vari paradigmi di paga-
mento, quello più sfidante e 
di più recente concezione è 
il mobile proximity payment, 
che avviene accostando il 
dispositivo (smartphone o 
anche smartwatch) a un 
POS. La soluzione è partico-
larmente attrattiva per utenti, 
acquirenti e venditori, e in 
particolare piccoli esercenti, 
professionisti, taxisti, edicole 
e così via.
Un recente studio del Poli-
tecnico di Milano ha fatto il 
punto proprio su questo tipo 
di pagamento che potrebbe 
alleggerire le tasche dei con-
sumatori... eliminando bor-
sellini e portafogli.

Mobile proximity
payment - Osservatorio
del Politecnico 
di Milano
La ricerca condotta nel 2014 
dal Politecnico di Milano è 
stata presentata a febbraio 
2015. 
Per il Mobile Proximity 
Payment il 2015 sarà l’anno 
della reale partita competiti-
va, conclude lo studio, e la 
sfida sarà particolarmente 
interessante in Italia dove 

andranno in competizione 
diverse filiere dell’offerta. Da 
una parte, la filiera cosid-
detta “SIM-based” che vede 
coinvolti operatori telefonici 
e banche in una configura-
zione collaborativa. Dall’al-
tra, filiere basate sulle più 
recenti tecnologie HCE (host 
card emulation) che potran-
no consentire ad alcune 
banche di offrire soluzioni di 
pagamento su cellulare di-
rettamente, senza utilizzare 
la SIM. E infine Apple Pay.
Nel 2014 si è osservato un 
grande dinamismo nell’am-
bito del mobile proximity 
payment che ha riguardato 
sia le soluzioni NFC (near 
field communication) SIM-

Report
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Pagamenti in mobilità
Dopo anni di tentennamenti sembra avvicinarsi 
la volta buona per i pagamenti in mobilità 
attraverso smartphone

Francesca Prandi

Fonte Osservatorio
Mobile Payment 
& Commerce
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http://www.polimi.it/


In questo caso interviene un 
token provider, che invia una 
stringa crittografata associa-
ta a quel determinato paga-
mento. Diversamente si può 
utilizzare il secure element 
del dispositivo stesso, dove 
si possono anche salvare 
i token. Questo sistema si 
può già utilizzare nei POS 
con contactless installato.
Per registrarsi al servizio di 
pagamento si scarica la app 
dal cloud, che è protetta da 
misure di sicurezza, come 
ad esempio il sandboxing 

che sostanzialmente iso-
la dalle altre l’applicazio-
ne HCE al fine di renderla 
meno vulnerabile.

Apple Pay è il nuovo sistema 
di pagamento di Apple pre-
sentato a settembre 2014. 
Il sistema permette di ag-
giungere le proprie carte di 
credito all’interno di Passbo-
ok per poter effettuare pa-
gamenti in totale sicurezza 
grazie ai nuovi iPhone 6 e 
6 Plus, che supportano le 
tecnologie NFC e Touch ID. 
Sarà sufficiente avvicinare 
il proprio iPhone o Apple 
Watch al POS dell’esercen-
te abilitato per pagare con il 
riconoscimento dell’impron-
ta digitale, riducendo così i 
rischi relativi alla clonazio-
ne della carta di credito. Il 

Touch ID non è una novità, 
ad esempio viene utilizza-
to per accedere alle stanze 
d’albergo attraverso la pro-
pria tessera su Passbook. 
Passbook è un’applicazione 
sviluppata sempre da Apple 
con la quale si possono ge-
stire biglietti di viaggio, cou-
pon, carte fedeltà, carte di 
credito e biglietti per acces-
so a eventi. È ormai chiaro 
che Apple sta puntando 
molto sulle potenzialità di 
questo software, che sta di-
ventando lo standard per i 
biglietti digitali.
Apple Pay utilizza un secure 

element nel proprio device 
per salvare un token, che 
viene creato a ogni paga-
mento, indifferentemente 
che avvenga in store con 
NFC oppure da remoto. Il si-
stema ha riscosso un buon 
successo negli Stati Uniti, 
avvantaggiato dal fatto di 
avere già in circolazione ac-
count iTunes con una carta 
registrata. Già al momento 
del lancio 250mila esercen-
ti potevano utilizzarlo e ora 
sono oltre 300mila. L’inseri-
mento della carta di credito 
può avvenire molto sempli-
cemente scattando una foto 
della stessa. 
Per pagare si avvicina lo 
smartphone al POS tenen-
do sempre appoggiato il dito 
sul tasto centrale che fun-
ziona da lettore di impronta 
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digitale. Salvo diversa scelta 
dell’utente, per una spesa 
sotto i 25 dollari non è ri-
chiesto un PIN. Il POS rico-
nosce la stringa, la passa ai 
circuiti che la detokenizzano 
ed effettuano il pagamento, 
restituendo conferma all’e-
sercente e alle banche coin-
volte. 
Ivano Asaro ha osservato 
come Apple abbia avuto la 
capacità di scegliere bene 
tecnologie già esistenti nel 
mondo del mobile payment, 
creando una soluzione che 
piace all’utente. 
Passbook infatti era già sta-
to lanciato nel 2012; la fo-
tografia della carta è una 
soluzione ARM CORDIO 
radio core IP del 2011, 
acquisita poi da Pay Pal; la 
tokenizzazione era già stato 
messa in atto qualche mese 
prima dai circuiti che poi 
l’hanno sfruttata.
Negli Stati Uniti inizialmen-
te solo un numero limitato 
di banche aveva deciso di 
aderire e accettare così la 
tokenizzazione delle proprie 
carte. Il servizio è affidato 
ai circuiti e la fee trattenuta 
alla banca ruota intorno allo 
0,15%. In Europa si parla di 
un possibile lancio nel corso 
di quest’anno, ma non è an-
cora chiaro come Apple Pay 
voglia approcciare le banche 
europee e se il business mo-
del con fee possa essere lo 
stesso anche in Europa.

Oltre a quelle descritte in 
dettaglio da Ivano Asaro, sul 
mercato si affacciano molte 
altre proposte che combina-
no in modo a volte originale 
le varie tecnologie possibili. 
Ad esempio Samsung ha 
presentato al Mobile World 
Congress di Barcellona una 
soluzione che si basa su 
NFC, con un secure element 
nel cellulare e una magnetic 
secure transmission; in que-
sto modo è possibile pagare 
anche a un POS non dota-
to di contactless in quanto 
il cellulare sa generare un 

campo magnetico che simu-
la la modalità di pagamento 
POS tradizionale. 
Windows, all’interno della 
propria strategia orientata 
al servizio, sta annunciando 
per Windows 10 il supporto 

al “tap to pay”, oltre a modifi-
che all’NFC e alla possibilità 
di gestire tanti nuovi sensori.
La funzione “tap to pay”, 
ovvero la possibilità di effet-
tuare pagamenti elettronici 
semplicemente avvicinan-
do lo smartphone al POS, 
sarà integrata nativamente 
in Windows 10. Sarà quindi 
sganciata da app di terze 
parti o dal servizio fornito 
dall’operatore telefonico, 
grazie al supporto all’HCE 
(Host Card Emulation) e 
con possibilità di gestire i 
pagamenti dei circuiti Visa, 
Mastercard e American Ex-
press. Windows 10 dovrebbe 
arrivare entro l’estate nel-
la versione desktop e entro 
l’anno in quella mobile. 

Come si comprende, i paga-
menti in mobilità coinvolgono 
ormai tutti i possibili attori: 
banche, circuiti delle carte di 
credito, service provider per 
la tokenizzazione, produttori 
di smartphone e così via. Il 
mercato partirà e crescerà 
rapidamente se le varie part-
nership sapranno formulare 
proposte convenienti per tut-
ti e convincenti per il consu-
matore. Molto si gioca sulla 
capacità di comunicazione 
di proposte che devono ne-
cessariamente essere sem-
plici e sicure. Le tecnologie 
ci sono.

Le catene 
del valore a 

confronto (Fonte 
Osservatorio 

Mobile Payment & 
Commerce)

I pagamenti 
in mobilità 
coinvolgono 
ormai tutti i 
possibili attori

https://www.apple.com/apple-pay/
https://support.apple.com/it-it/HT204003
http://www.samsung.com/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/home
http://www.windowscentral.com/windows-10-phone-hci-tap-pay-support
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Glenn: Eben, è davvero una 
notizia entusiasmante sa-
pere che il Modello B di Ra-
spberry 2 sia finalmente in 
arrivo, arricchito dal proces-
sore quad core. Siamo curio-
si di sapere cosa vi ha porta-
to a sviluppare questo nuovo 
modello, in cosa differisce 
dai modelli precedenti e, infi-
ne, manterrà la compatibilità 
con questi ultimi?

Eben: Rasperry Pi si rivolge a tre 
diverse tipologie di clienti: gli ap-
passionati che usano il prodotto 
per hobby; quanti lo utilizzano a 
scopo didattico ed infine chi lo 
adotta per applicazioni industriali. 
All’interno di tali gruppi, la popola-
rità di Raspberry Pi si è affermata 
grazie alle sue capacità di inter-
facciamento e sull’elevata qualità 
delle prestazioni multimediali of-
ferte, unite a un livello accettabile 
di potenza di calcolo sviluppata 
dal nucleo di elaborazione ARM. 
Poiché gli utenti citati preceden-
temente continuano a sviluppare 
progetti sempre più sofisticati, la 
sola e più importante caratteristica 
che tutti ricercano in misura sem-
pre maggiore è proprio la poten-
za di calcolo. L’obiettivo principale 
che ci ha guidato nel nostro lavoro 
è stato trovare il modo di affron-
tare questo singolo aspetto della 
piattaforma senza cambiare altro. 
E non modificare nient’altro è un 
principio importantissimo, per non 
compromettere i grandi investi-
menti già sostenuti dalle comuni-
tà dei nostri utenti. Raspberry Pi 2 
monta un processore Broadcom 
2836 quad core che, in base a 
molti benchmark di riferimento 
per confrontare le CPU multithre-
aded, dimostra di poter migliorare 
la potenza di calcolo fino sei volte 
rispetto a quella dei modelli pre-
cedenti.Ovviamente il consumo 

di potenza rimane sempre un 
aspetto di cui tenere conto, ma 
siamo riusciti a limitare l’aumento 
del picco di consumo ad appena 
un watt, vale a dire un incremento 
della potenza di picco pari al 50% 
a fronte di un aumento di sei vol-
te della capacità di elaborazione. 
Oltre al già citato potenziamento 
della capacità di elaborazione, 
abbiamo raddoppiato la quantità 
di memoria e mantenuto al 100% 
la compatibilità sia a livello softwa-
re, sia di forma e dimensioni con 
l’attuale Raspberry Pi Model B+.

Glenn: La velocità del vostro 
sviluppo appare, chiaramen-
te, in accelerazione. Sembra 
solo di pochi mesi fa il vostro 
annuncio relativo al Compute 
Module. A proposito, come sta 
procedendo? Vedremo presto 
una versione per Raspberry 
Pi 2 di questa scheda?

Eben: In effetti abbiamo riscon-
trato un grande interesse verso 
l’idea del Compute Module, so-
prattutto da parte dei nostri clienti 
industriali. Curiosamente molti di 
loro non necessitano di una gran-
de potenza di calcolo: spesso ne 
sfruttano porzioni piuttosto piccole 
per gestire compiti di supervisione 
all’interno di piattaforme più este-
se. Riteniamo, pertanto, che il mi-
glioramento nelle prestazioni del-
la CPU sia, con ogni probabilità, 
più importante per gli hobbisti, per 
gli utenti che impiegano il nostro 
prodotto a scopo didattico e per 
quanti vogliono usare Raspberry 
Pi semplicemente in sostituzione 
del PC. Pensiamo, quindi, che il 
Compute Module, così come lo 

Raspberry Pi: è arrivata 
la seconda generazione

Un confronto aperto tra Glenn Jarrett, global head of product marketing di RS Compo-
nents, ed Eben Upton, fondatore e Ceo di Rapsberry Pi, per capire cosa abbia portato 
allo sviluppo del Modello B di Raspberry Pi 2 e scoprire le differenze rispetto ai modelli 
precedenti

A cura della redazione

Prodotti di punta

Cree
Cree ha presentato recente-
mente i nuovi LED XLamp Ex-
treme High Power (XHP), una 
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Eben Upton, 
fondatore e Ceo 
di Rapsberry Pi

Glenn Jarrett, 
global head 
of product 
marketing di RS 
Components

http://it.rs-online.com/
http://it.rs-online.com/
http://www.raspberrypi.org/


abbiamo concepito, stia conti-
nuando a rivestire interesse per 
gli utenti di tipo industriale e non 
abbiamo piani immediati per mo-
dificarlo. Possiamo affermare che 
il Compute Module e tutti i modelli 
originali di Raspberry Pi continue-
ranno ad essere disponibili.

Glenn: Eben, lei ha accennato 
al fatto che il nuovo hardware 
manterrà la piena compatibili-
tà ma cosa può dirci in merito 
al software?

Eben: Il cuore del sistema opera-
tivo, il kernel Linux, è ovviamente 
nuovo: abbiamo, infatti, aumen-
tato il numero di core e siamo 
migrati dall’architettura ARMv6 
alla più moderna ARMv7. A parte 
questa nuova versione del ker-
nel, tutto il resto, nella piattaforma 
software, rimane esattamente 
uguale fra i due modelli. Anche in 
questo caso, si tratta di un risulta-
to che abbiamo ottenuto a fronte 
di un duro lavoro. Non vogliamo, 
infatti, che i nostri utenti debba-
no scontrarsi con discontinuità 
di alcun genere e non vogliamo 
neppure trovarci nella necessità 
di dover mantenere due pacchetti 
software radicalmente differenti 
tra loro. In ogni caso, pur man-
tenendo ancora il medesimo 
software, il miglioramento nelle 
prestazioni è notevole. Tale risul-
tato non dipende solamente dalla 
nuova architettura del proces-
sore: Raspberry Pi 2, infatti, fun-
ziona anche con una più elevata 
velocità di clock e dispone di una 
memoria cache di secondo livello 
con capacità maggiore e meglio 
integrata. Ci stiamo anche impe-
gnando moltissimo nello sviluppo 
del software con l’intento di sfrut-
tare al meglio i quattro core inte-
grati nel processore: il browser 
web, in particolare, ha diversi 
processi che risultano assoluta-
mente adatti a essere eseguiti in 
parallelo, e, quindi, seguiteci con 
attenzione!

Glenn: Poter accedere in una 
piattaforma così popolare ad 
un dispositivo a multi-core 

sembra decisamente esal-
tante. Sarà possibile, per gli 
sviluppatori, allocare specifici 
processi a uno specifico core?

Eben: A dire il vero, non è tanto 
una questione di allocare i pro-
cessi a core specifici, quanto, 
piuttosto, di strutturare le cose 
in modo tale che ci siano thread 
multipli di un’attività che il kernel 
possa organizzare in contempo-
ranea. Si tratta di pensarci duran-
te il processo di sviluppo per ot-
tenere un codice parallelizzato. In 
effetti, dal punto di vista didattico, 
tutto questo è molto interessante! 
Nel mondo dell’industria è diffusa 
la convinzione che l’hardware si 
sia evoluto molto più velocemente 
del software e che gli sviluppatori 
debbano impegnarsi maggior-
mente per imparare a sfruttare il 
parallelismo nei codici che scri-
vono. Fornire Raspberry Pi al 
settore della didattica faciliterà 
certamente il compito di spiegare 
agli studenti quando e come può 
essere usato il parallelismo. È opi-
nione condivisa che quattro core 
rappresentino il numero ottimale 
per ottenere un miglioramento 
delle prestazioni senza dover 
dedicare uno sforzo eccessivo 
alla scrittura del nuovo codice e, 
quindi, con l’architettura della no-
stra piattaforma, ci troviamo chia-
ramente in una buona posizione. 
La cosa importante, comunque, è 
il fatto che per le applicazioni di-
dattiche sono oggi disponibili sul 
mercato molti strumenti software 
in grado di aiutare gli sviluppatori 
a comprendere meglio il proprio 
codice e a studiare i vantaggi in 
termini di prestazioni che potreb-
bero ottenere parallelizzando i 
singoli processi.

Glenn: Grazie Eben. Sembra 
proprio che siate riusciti a rag-
giungere un delicato equilibrio, 
mantenendo la compatibilità 
sia hardware, sia software e 
migliorando allo stesso tempo 
la capacità di calcolo di un fat-
tore pari a sei. Con parecchie 
unità di Raspberry Pi 2 pronte 
nei nostri magazzini, si pro-
spetta un periodo decisamente 
promettente per RS.

Distribuzione
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Ambiq Micro 
sigla un accordo 
di distribuzione 
globale con Future 
lectronics
Ambiq Micro ha siglato un accordo 
di distribuzione su scala globale 
con Future Electronics. L’azienda 
di distribuzione commercializzerà 
gli RTC (Real Time Clock) e i micro-
controllori (MCU) della linea Apollo 
equipaggiati con core ARM Cortex. 
Si tratta dei dispositivi a più basso 
consumo del loro genere che sfrutta-
no la piattaforma Spot (Subthreshold 
Power Optimized Technology) bre-
vettata da Ambiq. Questa innovativa 
tecnologia consente di far funziona-
re i transistor con livelli di tensione 
nettamente inferiori rispetto a quelli 
considerati standard dall’industria 
dei semiconduttori. Ciò ha permes-
so di realizzare soluzioni che adot-
tano un approccio completamente 
diverso da quello tradizionalmente 
seguito dai produttori di dispositivi 
a semiconduttore che prevede mi-
glioramenti a livello di consumi di 
natura incrementale. I dispositivi, 
fabbricati utilizzando un processo 
Cmos standard, sono la soluzione 
ideale per applicazioni alimentate a 
batteria o per le quali i consumi sono 
un fattore critico, come ad esempio 
IoT e prodotti indossabili. Grazie a 
questi nuovi componenti i progetti-
sti possono anche prevedere l’uso 
di batterie di dimensioni inferiori 
che permettono di creare packaging 
innovativi per i loro prodotti che ri-
sulteranno così più accattivanti per 
i consumatori.

Nuovo management 
in Conrad 

Dallo scorso mese di maggio, Holger 
Ruban (Ceo), Ralph Goedecke (IT & 
Internet) and Bernhard Bach (Finan-
ce) formano il nuovo Consiglio di 
Amministrazione di Conrad. 
L’amministratore delegato Jörn Wer-
ner ha infatti lasciato la società, men-
tre Bernhard Bach andrà in pensione 
a fine 2015. I nuovi vertici proven-
gono tutti dall’interno della società: 
Ruban, 44 anni, è stato responsabile 

delle global busi-
ness operations di 
Conrad Holdings. 
È prevista la 
nomina di altri 
giovani manager 
a tempi brevi, per 
proseguire il pro-
cesso di crescita 
del business negli 
anni a venire. Vi 
sono due nuovi 
managing director, 
Klaus Mittermayr 
e James Bell, en-
trambi già opera-
tivi all’interno della società, che si 
occuperanno del operazioni globali 
all’interno della Conrad Holdings. 
Bernhard Bach, che come detto si ri-
tirerà dal lavoro entro la fine dell’an-
no, sarà sostituito dalla ventisetten-
ne Lea-Sophie Cramer, attualmente 
Ceo di Sonoma.

Arrow: accordo
Emea con 
AIC Systems	
Arrow Electronics ha annunciato un 
accordo per l’area Emea con la so-
cietà taiwanese AICSystems. Le so-
luzioni di server e storage OEM/ODM 
di AIC consentiranno ai clienti Arrow 
l’alto livello di personalizzazione ne-
cessario per soddisfare le richieste 
dei mercati target verticali.
“La linea di prodotti di  AIC Sy-
stems  potenzia la nostra strategia 
nell’area Emea, consentendoci di of-
frire soluzioni server e storage whi-
te label ad alte prestazioni e prezzi 
competitivi” afferma Amir Mobayen, 
vicepresidente e general manager 
di Arrow OEM Computing Solutions 
Emea.”
“Gli OEM che operano in mercati 
come il broadcast e la sicurezza/sor-
veglianza chiedono innovativi fatto-
ri di forma in combinazione con le 
tecnologie più recenti e Arrow OCS 
offre la flessibilità necessaria per 
personalizzare una soluzione.”
“Noi abbiamo avvertito la necessità 
di collaborare con un fornitore lea-
der di soluzioni OEM per accrescere 
il nostro business in settori chiave 
di mercato nell’area Emea,” ha di-

Holger Ruban, 
nuovo Ceo 
di Conrad

 Distribution WORLD

http://ambiqmicro.com/
http://www.futureelectronics.com/
http://www.arroweurope.com/it/home.html
http://www.flowmeter-aic.com/
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chiarato Jeff Lin, vicepresidente 
vendite di AIC. “Arrow OCS ha 
una forte presenza sul mercato 
e dispone delle risorse e delle 
competenze a largo raggio, ne-
cessarie per promuovere i nostri 
prodotti”.
Il portafoglio prodotti OEM e 
ODM di AIC comprende soluzioni 
di storage ad elevate prestazioni 
e alta disponibilità, come DAS 
(Direct-Attached Storage), NAS 
(Network-Attached Storage) e 
IP-SAN, che supportano le prin-
cipali interfacce, tra cui FC (Fibre 
Channel), SAS (Serial Attached 
Scsi) e Sata (Serial ATA). Inoltre, i 

server general-purpose e i server 
di storage di AIC sono soluzioni 
di piattaforme modulari ad alto 
grado di personalizzazione, che 
utilizzano tecnologie quali l’in-
novativa MAX I/O di AIC, atta a 
garantire un eccellente livello di 
prestazioni ed efficienza.
Operando in collaborazione con 
i clienti OEM del settore com-
puting, i team di specialisti di 
OEM computing solutions di 
Arrow nell’area Emea potranno 
ora trarre vantaggio da questa 
ampia scelta di sistemi a elevate 
prestazioni per concepire nuove 
soluzioni, valorizzandole ulte-
riormente mediante la persona-
lizzazione e l’integrazione con 
tecnologie software e di interfac-
cia utente.
Arrow si prende cura anche 
dell’approvazione del prodotto, 
della gestione della supply-chain 
e logistica, e del supporto post-
progettazione. La rete di Arrow 
copre tutto il mondo con team 
locali nelle aree principali.

Molex: 
acquisizione 
attività 
di Solige
Molex ha annunciato l’acquisi-
zione di alcune risorse di Soligie, 
azienda specializzata in soluzio-
ni elettroniche stampate e flessi-
bili per applicazioni in prodotti 
medicali, militari, industriali, per 
l’illuminazione e di consumo. I 
prodotti spaziano dai sistemi di 
sensori, dispositivi medici in-
dossabili, illuminazione a LED, 
etichette RFID specifiche, ai di-
spositivi che consentono l’Inter-

net degli oggetti (IoT).
L’acquisizione strategica dell’at-
tività di Soligie completa le so-
luzioni a base di circuiti stam-
pati Molex, che comprendono 
interruttori a membrana, circuiti 
a film spesso polimerico, circuiti 
flessibili in rame e gruppi di cir-
cuiti stampati. 
“L’attività di Soligie amplia le no-
stre capacità nel settore in gran-
de crescita dell’elettronica stam-
pata”, afferma Todd Hester, vice 
presidente e direttore generale 
del business unit Molex Printed 
Circuit Products. “Con questa 
acquisizione, siamo in grado di 
fornire una serie di tecnologie 
più completa e la competenza 
per creare soluzioni elettroniche 
innovative e di maggior valore”. 
Soligie porta a Molex servizi di 
design innovativo, sviluppo dei 
processi, fabbricazione di proto-
tipi, sviluppo prodotto e una gam-
ma di piattaforme di stampaggio 
per una produzione di grandi 
volumi di elettronica stampata 

roll-to-roll di alta precisione. “Il 
team Soligie è particolarmente 
entusiasta di questa acquisizio-
ne poiché fonde le rivoluzionarie 
tecnologie dell’elettronica stam-
pata con il talento ingegneristico 
altamente qualificato di Molex e 
una rete di produzione e vendi-
ta di livello mondiale”, afferma 
John Heitzinger, presidente, Soli-
gie. “L’elettronica stampata offre 
ai clienti la possibilità di creare 
prodotti oltre i limiti dei circuiti 
convenzionali per proporre le mi-
gliori offerte del settore”.

Rutronik apre 
la propria filiale 
negli Stati Uniti 	
Con quartier generale a Cleve-
land, in Ohio, Rutronik si affac-
cia al mercato statunitense, con 
personale dedicato alle vendite, 
product manager e staff tecnico 
a supporto dei clienti. L’obiettivo 
è di espandersi in mercati chiave 
come quello statunitense, Canada 
e Messico. 
Rutronik è già presente in 
Messico dal 2008, con una filiale 
a Querétaro. Sotto l’esperta su-
pervisione del vice presidente 
Jeff Shafer, Rutro-
nik Inc. opererà in 
modo indipenden-
te e flessibile all’in-
terno del gruppo. 

La presenza in 
Nord America 
rappresenta l’ulti-
mo grande passo 
per diventare un 
vero distributore 
globale”, diceTho-
mas Rudel, Ceo 
di Rutronik. “Oltre 
al nostro mercato 
domestico, in Eu-
ropa, siamo riusciti 
a costruire una va-
sta base di clienti 
in Asia, con sette 
filiali, e questo è 
il momento giusto 
applicare la nostra 
ricetta di successo 
al Nord America. 
Rafforzeremo la 

nostra presenza in Nord America 
attraverso un piano strategico di 
sviluppo di business e saremo in 
grado di offrire sostegno eccel-
lente a numerosi produttori”.

Silica e Avnet 
Memec diventano 
una singola realtà
Avnet Electronics Marketing 
Emea ha deciso rafforzare la for-
za vendita di due distributori del 
gruppo, Silica e Avnet Memec, 
raggruppando le due società in 
un’unica realtà, che sarà operati-
va dal 29 giugno 2015.
Poiché i due distributori appar-
tengono legalmente alla stessa 
entità e cooperano già nel back-
end (IT, amministrazione, logi-
stica e così via), si tratta dell’e-
stensione di una collaborazione 
già attiva in alcuni Paesi (Austria, 
Svizzera e penisola Iberica, a tut-
ta la zona Emea). Le attività di 
marketing tecnico, demand crea-
tion e supporto nelle applicazioni 
rimarranno separate, e il nome 
Memec verrà mantenuto.
“La collaborazione si è evoluta nel 
tempo e risulta essere efficace dal 

punto di vista delle ven-
dite e dell’ operatività del 
business in Europa. Fare 
di Silica e Avnet Memec 
un’unica società, con 
due realtà che si occupa-
no di ‘demand creation’ 
ci aiuterà a focalizzarci 
maggiormente in ambito 
manifatturiero” afferma 
Miguel Fernandez, presi-
dent of Avnet EM Emea. 
La nuova organizzazione 
sarà guidata dal presiden-
te di Silica, Mario Orlandi 
che dice: “È una buona 
opportunità per estendere 
sia la nostra offerta sia la 
base clienti. in un mercato 
molto competitivo, dove 
rapidità di esecuzione e 
esperienza regnano so-
vrani, incrementiamo la 
nostra forza vendite, pur 
mantenendo il focus tec-
nico di un distributore 
specializzato”.

Jeff Shafer, responsabile 
di Rutronik negli Stati Uniti

Thomas Rudel, Ceo 
di Rutronik

Le soluzioni di server e storage OEM/ODM di AIC

http://www.molex.com/
http://soligie.com/
http://www.rutronik.com/
http://www.em.avnet.com/
http://www.silica.com/
http://www.avnet-memec.eu/


EONews n. 586 -  maggio 2015

14

telecomunicazione. Un altro 
mercato strategico è quel-
lo dei semiconduttori, che 
sono alla base di tutti i nostri 
componenti elettronici, ma 
puntiamo anche all’industria 
della difesa/aerospace, dove 
l’elettronica svolge un ruolo 
molto importante, perché 
non c’è spazio per alcun tipo 
di rischio, errore o improv-
visazione. Qui aiutiamo i 
nostri clienti ad aggiornare i 
loro radar, satelliti e sistemi 
di comunicazione”. Un busi-
ness importante è poi quello 
del supporto. “Gli strumenti 
sono sempre più sofistica-
ti ed è essenziale essere 
puntuali e presenti quando 
c’è un’emergenza o un pro-
blema. Per questo motivo, 
pur essendo un’azienda con 
un’organizzazione globale, 
abbiamo uno stretto lega-
me con il territorio. Vogliamo 
dare un supporto locale uni-
ficato in ogni parte del mon-
do, così da offrire gli stessi 
standard in qualsiasi parte 
del globo”.

Dove si progetta 
il futuro
Nei lontani anni Cinquanta, 
era già attivo il primo labo-
ratorio di HP, L’HP-Lab, che 
si occupava di studiare com-
ponenti di base, fisica della 
materia, life-science e dove 
– tra le altre cose -  sono 
stati sviluppati i primi mouse 
ottici. La tradizione non si è 
interrotta e accanto ai propri 
laboratori di ricerca e svilup-
po di nuovi prodotti, la socie-
tà si avvale dei Keysight Lab, 
vere e proprie fucine di tec-
nologia avanzata, all’interno 
del quale vi sono ricercatori, 
Ph.D e studiosi che pensano 
a tutte quelle soluzioni che 
permettono di capire quali 
saranno i trend del futuro. 
Nel sito di Santa Rosa è poi 
presente una clean room di 
13.000 m2: “Siamo produtto-
ri di monolitici – dice – ab-
biamo la possibilità di creare 
in-house i nostri componen-
ti. Come è noto, i compo-

nenti per la misura devono 
avere caratteristiche più 
performanti rispetto a quelli 
commerciali, con peculiarità 
che in altre applicazioni ma-
gari non sono necessarie. 
Per questo motivo li realiz-
ziamo all’interno: qui vengo-
no prodotti circa 150 wafer e 
250.000 chip al mese. Sono 
numeri ovviamente bassi ri-
spetto ai colossi mondiali, 
ma siamo in grado di sod-
disfare le nostre stesse esi-
genze”. 

Le tendenze
Oggi la tecnologia ha portato 
a una convergenza di appli-
cazioni. Le nuove soluzioni, 
modulari o portatili, hanno 
sempre più funzionalità, ma 
soprattutto offrono presta-
zioni paragonabili agli stru-
menti da banco tradizionali. 
“Negli anni Settanta la misu-
ra era limitata ai parametri 
S, oggi il Network Analyzer 
può essere definito un ‘ana-
lizzatore di componenti’, per 
il numero di analisi possibili. 
Il concetto di misura non è 
cambiato ma l’integrazione 
ci permette di soddisfare la 
richiesta dei nostri clienti di 
misurazioni accurate, con-
sentendo la caratterizzazio-
ne simultanea di molti di-
spositivi a due o multi porte, 
utilizzando un unico chas-
sis”. La tendenza è indirizza-
ta verso soluzioni modulari. 
“Le aziende che si occupano 
dello sviluppo di sistemi de-
cidono di investire in misura 
sempre maggiore in attrez-
zature hardware di misura 
modulare, siano esse com-
pletamente modulari o ibri-
de. Queste soluzioni soddi-
sfano la necessità di testare 
dispositivi molto complessi 
in molto meno tempo sen-
za sacrificare la precisione, 
consentono di testare più 
dispositivi in una sola sta-
zione di prova e permettono 
di ridurre le dimensioni delle 
stazioni di prova utilizzate 
per testare diversi dispositivi 
complessi”. 

Dopo la decisione di sepa-
rare le attività delle due di-
visioni che facevano capo 
ad Agilent Technologies, 
Keysight Technologies ha 
da poco festeggiato il primo 
anno di attività. Una spin-off 
molto speciale, se così la si 
può definire, perché ha alle 
spalle 75 anni di esperienza, 
tramandati dalle società da 
cui ha origine: prima HP e 
poi Agilent. Non dimentichia-
mo, infatti, che Keysight è 
l’evoluzione di quell’azienda 
creata da Hewlett e Packard 
in uno sconosciuto garage di 
Addison Street a Palo Alto, 
in California. Oggi il quartier 
generale è a Santa Rosa e 
sono circa 9.600 le persone 
alle dipendenze, in 30 Pae-
si, con un fatturato stimato 
di circa 2,9 miliardi di dollari. 
Che cosa è cambiato dopo la 
separazione? “Nella pratica, 
per quanto riguarda i nostri 
clienti è cambiato ben poco. 
Il nostro impegno nel facilita-
re il loro successo è rimasto 
immutato, così come il ca-
talogo di prodotti e il nostro 
patrimonio di proprietà intel-

lettuale, brevetti e così via”, 
afferma Giovanni D’Amore, 
market development mana-
ger component test division 
– Emea. “Sul fronte organiz-
zativo possiamo contare su 
un’efficiente organizzazione 
commerciale e un supporto 
tecnico di alto valore, attivo 
in modo capillare sul terri-
torio. Keysight continua a 
fornire gli stessi elevati stan-

dard e i nostri laboratori di 
ricerca dedicati alla misura 
proseguono il loro impor-
tantissimo lavoro nel settore 
elettronico”. 
Una separazione non solo 
indolore, ma addirittura posi-
tiva: “Sicuramente positiva”, 
dice D’Amore. “Oggi l’intera 
azienda è focalizzata sulla 
strumentazione elettronica e 
ciò significa che le principali 
opportunità nel campo delle 
misure elettroniche saranno 
le priorità dell’azienda”.

I settori chiave
Keysight è attiva in settori 
chiave quali difesa/aerospa-
ce, comunicazioni, semicon-
duttori e informatica: cia-
scun ambito con le proprie 
piattaforme tecnologiche 
che comprendono analizza-
tori di spettro, analizzatori di 
rete, analizzatori e sorgenti 
di segnali e tester ‘one-box’. 
“Quello della comunicazione 
è un mercato in cui vogliamo 
essere presenti e dal quale 
abbiamo molte aspettative”, 
prosegue D’Amore. “Dopo 
il 4G ora si guarda al 5G: 
è un mercato in evoluzio-
ne continua e noi vogliamo 
aiutare i nostri clienti a svi-
luppare i loro dispositivi in 
tempi brevissimi, condizione 
essenziale per competere in 
mercati impegnativi quali la 
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Misurare il futuro
Keysight ha chiuso in positivo 
il primo anno di attività dopo 
la separazione da Agilent. 
Con Giovanni D’Amore, 
market development manager 
component test division – 
Emea, facciamo un bilancio 
di questo primo periodo, ma 
soprattutto vediamo quali sono 
i trend tecnologici e di mercato 
più interessanti

Antonella Pellegrini

M9709A, il digitalizzatore modulare ad alta 
velocità a 32 canali in formato AXIe

http://www.keysight.com/
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il numero di imprese italiane 
operanti in Turchia supera 
oggi le 900 aziende – soprat-
tutto Pmi”.
Nel futuro la Turchia potrebbe 
diventare l’hub regionale di 
grandi gruppi italiani come lo 
è già per diverse multinazio-
nali. Tra le corporation “tecno-
logiche” che hanno già scelto 
questo Paese come hub di 
gestione per le loro attività 
in Asia e Africa si possono 
annoverare Microsoft, Intel, 
Huawey ed Ericsson.
Phil Howarth, partner di Frost 
& Sullivan, commenta sulle 
nuove possibili opportunità 
di business in Africa: “In un 
continente che comprende 
54 Paesi, 1.1 miliardi di per-
sone, fino a 2000 lingue e un 
PIL combinato di 2.47 trilioni 
di dollari (2014), le opportuni-
tà per le aziende di investire 
in questa regione sono vaste. 

Gli investimenti diretti esteri 
in Africa nel 2014 sono am-
montati a 55 miliardi di dollari 
– quasi come il flusso verso la 
Cina, in rapporto al PIL”.
Howarth ha indicato le chiavi 
che offriranno le maggiori op-
portunità di crescita: il settore 
della sanità e medicina rap-
presenta un business di tutto 
rispetto in tutti i suoi ambiti – 
dalla farmaceutica ai disposi-
tivi medici, dalla sanità priva-
ta alle assicurazioni sanitarie. 
Ottime opportunità di investi-
mento sono inoltre evidenti 
nel settore dell’energia, come 
ad esempio nelle funzioni di 
generazione di energia, tra-
smissione e distribuzione in 
diversi Paesi africani”.
Ulteriori opportunità di cre-
scita si trovano nelle industrie 
dei prodotti chimici, dei mate-
riali, dell’alimentare e nel trat-
tamento delle acque.

Anche per quanto riguar-
da l’”online retail” le pro-
spettive sono decisamen-
te interessanti: “Il volume 
d’affari del commercio 
B2C online – ha sottoline-
ato Howarth – è destinato 
a passare dai 10,8 miliardi 
di dollari del 2014 ai 74,6 
miliardi di dollari del 2025, 
di cui il 25% legato ad ac-
quisti nel settore dei com-
puter e dell’elettronica di 
consumo”.

Attualità Pld

Nella sua introduzione Livio 
Vaninetti, director of italian 
operations di Frost & Sullivan 
ha indicato l’espansione geo-
grafica come una priorità per 
le industrie italiane e ha sottoli-
neato il ruolo avuto dai mercati 
emergenti – in special modo 
Brasile, Turchia e Cina – sulla 
crescita del nostro export.
“Le aziende italiane più rivol-
te all’internazionalizzazione 
– ha detto Vaninetti – hanno 
ottenuto risultati migliori du-
rante la crisi rispetto a quelle 
che hanno agito solamente 
su base domestica”. Esiste 
anche una correlazione tra 
area geografica di espansio-
ne e dimensione aziendale. 
Le aziende più piccole seguo-
no un approccio di tipo gra-
vitazionale, scelgono le aree 
geografiche più vicine e cer-
cano di penetrare seguendo 
una strategia focalizzata sul 
mercato locale. Le aziende 
di medie dimensioni, inve-
ce, sembrano più propense 
a investire in Afica e in Asia 
Centrale, mentre le aziende 
di maggiori dimensioni si con-
centrano prevalentemente 
nell’America del Nord 
e in Sudamerica.
Sebbene l’area UE-
15 veda ancora una 
forte presenza di 
aziende nostrane, la 
tendenza è espan-
dersi verso aree 
emergenti, sia nell’a-
rea UE-27 sia in Tur-
chia, Africa e Asia.
“L’area mediterranea 
– ha concluso Vani-
netti – rappresenta un ottimo 
compromesso tra opportunità 
di crescita e costi grazie alla 
posizione geografica strate-
gica, a un mercato del lavoro 
in crescita e alla presenza di 

numerose risorse”. All’interno 
di questa area emergente la 
Turchia ha una posizione di 
privilegio, essendo un “ponte 
ideale” tra Europa e Italia e le 
economie in crescita in Medio 
Oriente e Africa.

Turchia e Africa: 
da qui al 2020
La situazione turca è stata 
l’argomento dell’intervento di 
Philipp Reuter, direttore Sud 
Europa e Turchia di Frost & 
Sullivan, che ha spiegato 

come, per l’Italia, la 
Turchia sia sempre 
stata un punto strate-
gico di ingresso nel-
la regione, grazie a 
un’ottima crescita in-
terna, una popolazio-
ne ampia, giovane e 
orientata al consumo, 
una forza lavoro qua-
lificata e istruita, e 
buoni piani di incenti-
vazione governativa. 

“Negli ultimi anni – ha detto 
Reuter – abbiamo assistito a 
molte partnership di succes-
so tra i due Paesi, nonché 
investimenti diretti in diversi 
settori del mercato turco, e 

Internazionalizzarsi 
	 per crescere

Per il secondo anno 
consecutivo si è tenuto 
a Milano il ”Growth and 
Innovation Breakfast 
Series” di Frost & Sullivan. 
L’edizione 2015 si è occupata 
di espansione geografica 
e investimenti nei Paesi 
emergenti, con particolare 
attenzione alle aree più 
interessanti in termini di 
prospettive di crescita e 
sviluppo per il 2020 ed oltre: 
Nord Africa, Turchia, Asia 
Centrale e Medio Oriente

Filippo Fossati

Livio Vaninetti, 
director of Italian 
operations di 
Frost & Sullivan

Per le aziende 
italiane 
l’espansione 
geografica ha 
l’obbiettivo di 
sviluppare il 
business in nuovi 
Paesi (Fonte 
Istat)

La crescita 
dei dispositivi 

connessi in 
Africa (Fonte 
Gsma Mobile 

Economy 2014, 
Idc, Cisco, Frost 

& Sullivan)

http://www.microsoft.com/
http://www.intel.com/
http://www.huawei.com/
http://www.ericsson.com/
http://www.frost.com/
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delle “smart grid” richiede gran-
de impegno e collaborazione 
da parte di fornitori di energia, 
produttori di elettrodomestici e 
organizzazioni di terze parti per-
ché gli investimenti sono di no-
tevole entità. Lo scopo è ridurre 
il consumo di energia e miglio-
rare l’efficienza energetica ma 
e evidente che un’operazione 
di questo tipo comporta una di-

minuzione delle entrate dei for-
nitori di energia e delle entrate 
fiscali dei vari Governi nazionali 
per cui è necessario individuare 
un compromesso sulle modalità 
di esecuzione di questo investi-
mento.

Il futuro 
è un sistema EMS
In ogni caso non c’è dub-
bio che un sistema integrato 

per la gestione dell’energia 
(EMS – Energy Management 
System) rappresenta la mi-
glior soluzione. Un sistema di 
questo tipo, ospitato presso 
la sede del consumatore, sia 
essa un’abitazione o un uffi-
cio commerciale, avrà la re-
sponsabilità della gestione dei 
consumi di energia di tutti gli 
elettrodomestici e le apparec-

I termini “smart grid” e “smart 
energy” non rappresentano cer-
to una novità e nel corso degli 
anni sono stati compiuti molti 
progressi per sfruttare i benefici 
legati al miglioramento dell’effi-
cienza della rete di distribuzio-
ne e a un uso più consapevole 
dell’energia. Concetti di questo 
tipo sono basati sulla comunica-
zione tra fornitori di energia, reti 
di distribuzione e consumatori 
finali. Nella sua formulazione at-
tuale, il concetto di “smart grid” si 
estende fino al contatore dell’u-
tilizzatore, un’apparecchiatura 
in grado di effettuare la lettura 
dei consumi energetici su base 
regolare. La tecnologia PLC 
(Power Line Communication) è 
stata utilizzata con risultati lusin-
ghieri in applicazioni di “smart 
metering”, sebbene non ci sia 
finora un singolo standard ac-
cettato come metodo di comuni-
cazione su scala internazionale. 
Considerando gli alti costi dell’e-
nergia, un utilizzo più razionale 
delle appliance (elettrodomesti-
ci e apparecchiature elettriche 
in generale) ha effetti favorevoli 
sulle bollette dei consumatori. I 
fornitori del servizio, dal canto 
loro, possono gestire in maniera 
più efficace i picchi e i cali della 
richiesta di elettricità e ridurre i 
costi generali legati al funziona-
mento della rete di distribuzione. 
Il passo successivo dell’evo-
luzione di una “smart grid” è la 
possibilità di connettere, o ge-
stire, ogni singolo elettrodome-
stico a un gateway domestico o 
“sistema di gestione dell’ener-
gia” in modo da implementare il 
concetto di “smart grid” a livello 
di singola apparecchiatura. Al 
momento attuale un approccio 
di questo tipo è una semplice 
utopia. Anche se l’adozione di 
questo concetto può compor-
tare parecchi benefici, vi sono 
parecchi fattori che ne ostaco-
lano la messa in pratica. Uno 
di questi è la modalità di evolu-

zione delle “smart grid” a livello 
nazionale. I fornitori di elettricità 
di ogni singolo Stato e le società 
di distribuzione hanno stabilito i 
propri protocolli di comunicazio-
ne, costringendo in tal modo i 
produttori di elettrodomestici a 
garantire il supporto di un gran 
numero di differenti protocolli di 
comunicazione. Il passo suc-
cessivo del processo evolutivo 

Smart grid: utopia o realtà?
Il concetto di “smart grid” circola da parecchio tempo. 
Mentre sono evidenti i vantaggi, per consumatori e 
fornitori, legati a un uso più efficiente dell’energia, i 
mezzi per conseguire tale obiettivo sono abbastanza 
complessi. La domanda che sorge spontanea è dunque 
la seguente: le “smart grid” sono destinate a restare 
un’utopia o vi sono concreti segnali che possano 
tramutarsi in realtà?

Massimiliano Premoli 

Foto 
energymanage-

mentsystems.org

http://mentsystems.org/
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Sessanta anni di esperienza 
fanno di Advantest uno dei 
principali protagonisti a livel-
lo globale nell’ambito dei test 
automatici per l’industria dei 
semiconduttori e degli stru-
menti di misura per il settore 
dell’elettronica. Con quartier 
generale in Giappone, sedi e 
centri di ricerca praticamente 
in tutti i continenti, i prodotti 
e i sistemi di Advantest sono 
presenti nelle più avanzate 
linee di produzione 
di semiconduttori a 
livello mondiale, men-
tre l’intensa attività di 
R&S in ogni ambito, 
comprese le nanotec-
nologie e le tecnologie 
terahertz, le consente 
di affacciarsi ai settori 
più evoluti, dall’au-
tomotive al power & 
control, passando per 
il settore mobile, tanto 
per citarne alcuni.
Alla recente conferenza stam-
pa, presso il quartier genera-
le di Monaco di Baviera, Jo-
sef Schraetzenstaller, Ceo di 
Advantest Europe, ha mostra-
to soddisfazione per i risultati 
ottenuti nel 2014, con una cre-
scita a doppia cifra, e con buo-
ne prospettive anche per l’an-
no in corso, anche grazie agli 
ordini già acquisiti. “Advantest 

gode di buona salute” afferma. 
“Alla base del nostro modo di 
operare vi è l’attenzione con-
tinua verso il cliente, nello 
sviluppo di soluzioni adatte a 
soddisfare le loro esigenze. E 
dopo l’acquisizione di Verigy, 
che è stato l’evento più signi-
ficativo di questi ultimi anni, 
abbiamo ampliato e consoli-
dato la nostra presenza nel 
mercato anche nel mercato 
foundry e delle società fabless. 

Noi crediamo nelle 
nuove tecnologie e in 
Advantest si investe 
circa il 19% dei ricavi 
in ricerca e sviluppo”. 
E il programma di in-
vestimenti ha visto 
l’acquisizione di W2BI 
nel 2013, società 
statunitense attiva 
nell’area delle comu-
nicazioni wireless, 
che ha permesso ad 

Advantest di penetrare ancora 
di più il settore mobile. Josef 
Schraetzenstaller ci tiene a 
sottolineare l’approccio ‘gre-
en’ della società. A conferma 
di ciò, Advantest  è presente 
in Italia all’interno dell’Energy 
Park di Vimercate, una struttu-
ra nota per le soluzioni ottimali 
adottate in termini di consumi 
energetici e sostenibilità della 
struttura. 
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chiature elettriche connesse. 
Esso non solo potrà control-
lare gli elettrodomestici posti 
all’interno di una proprietà, ma 
consentirà anche ai fornitori di 
energia di acquisirne il control-
lo. Per conseguire l’obiettivo di 
ottimizzare l’efficienza 
della rete elettrica lo-
cale dovrebbe essere 
possibile, ad esem-
pio, avviare, mettere 
in pausa o arrestare il 
funzionamento di una 
lavatrice in funzione 
della richiesta ener-
getica della rete in 
tempo reale. La pos-
sibilità di assumere 
il controllo delle fonti 
che richiedono ener-
gia è sicuramente uno stru-
mento molto utile per i fornitori 
di energia. Nel 2009 nPower, 
un fornitore inglese di energia, 
ha condotto un esperimento in 
collaborazione con il produtto-
re di elettrodomestici Indesit 
che ha coinvolto 3.000 frigori-
feri. L’obiettivo del progetto era 
ridurre le emissioni di CO2 in 
Gran Bretagna in misura pari 
a 2 tonnellate all’anno e rispar-
miare 220 milioni di sterline in 
termini di oneri di bilanciamen-
to della rete, grazie al controllo 
del consumo di potenza di cia-
scun singolo frigorifero, senza 
penalizzare per questo le pre-
stazioni.
Naturalmente, per conseguire 
l’obiettivo del controllo degli 
elettrodomestici da parte del 
fornitore di energia è necessa-
ria una stretta cooperazione. 
Indubbiamente i consumatori 
potrebbero ricevere bollette 
molto più “leggere” risparmian-
do molti soldi. I costruttori di 
elettrodomestici, dal canto loro, 
dovranno lavorare in sinergia 
con i produttori dei sistemi per 
la gestione dell’energia. I forni-
tori di energia, dal canto loro, 
dovranno utilizzare i risparmi 
conseguiti grazie al bilancia-
mento del carico della rete per 
finanziare gli investimenti ne-
cessari per tradurre in realtà la 
connettività end-to-end (ovvero 
dal fornitore al consumatore) e 

il controllo dinamico della rete 
di distribuzione. Un esempio 
di questi tipo è rappresentato 
dall’iniziativa Energy@Home. 
Avviata in Italia nel 2012 coin-
volgendo Enel, la società di 
distribuzione dell’energia elet-

trica a partecipazione 
statale, Telecom Italia 
e i produttori di elet-
trodomestici Indesit 
ed Electrolux, questa 
iniziativa ha permesso 
di definire gli standard 
e i protocolli di con-
nettività per la con-
nessione degli elettro-
domestici con la rete 
elettrica pubblica. Le 
prime sperimentazioni 
sono attualmente in 

corso in Italia e nei Paesi Bas-
si. Tra gli altri partner di questa 
iniziativa vi sono produttori di 
semiconduttori di primo piano 
come Renesas, STMicroelec-
tronics e Freescale. Enel, che 
ha installato in tutta Italia oltre 
30 milioni di “smart meter” – 
creando quella che è verosi-
milmente la più grande rete di 
misurazione “intelligente” dei 
consumi su scala mondiale 
– ha fatto registrare risparmi 
operativi pari a 500 milioni di 
euro all’anno grazie a una fat-
turazione più efficace dei con-
sumi e a migliori previsioni cir-
ca la domanda di energia.
I blocchi base di una rete di 
distribuzione dell’energia vera-
mente “intelligente”, che preve-
de l’uso di sistemi di gestione 
dell’energia installati presso 
l’utente, si stanno lentamente 
materializzando. Finora non è 
stato ancora definito uno stan-
dard comune, anche se sono in 
corso parecchie iniziative per 
raggruppare svariati standard 
di protocolli wireless e cablati 
che possano essere supportati 
dai produttori di elettrodomesti-
ci. Non vi è alcun dubbio che 
il momento in cui sarà possi-
bile trasformare l’utopia della 
gestione dell’energia in una 
soluzione reale presente nelle 
abitazioni dei consumatori e 
negli uffici si sta rapidamente 
avvicinando.

Massimiliano 
Premoli, 
application 
marketing 
specialist di 
Murata Europe

Le novità dal mondo 
	 Advantest

Josef 
Schraetzenstaller, 
Ceo di Advantest 
Europe

segue dalla Prima 

I Mega Trend del 2020 secondo Frost & Sullivan
I Mega Trend di maggiore impatto e le strategie di crescita 
più innovative nell’ambito della sostenibilità saranno sve-
lati da Frost & Sullivan durante la conferenza ‘Last Call to 
Europe 2020’ il prossimo 19 giugno a Milano, all’interno di 
Expo 2015. La conferenza internazionale, organizzata da 
Sodalitas in collaborazione con CSR Europe, è un evento 
unico nel suo ambito e vedrà protagoniste le imprese eu-
ropee più all’avanguardia negli impegni prefissati dall’Eu-
ropa.
La notizia completa su elettronica-plus.itbr
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Distribuzione di semiconduttori: bene il primo trimestre

In Europa, il settore della distribuzione di semiconduttori ha iniziato molto bene il 2015, prose-
guendo il trend positivo degli ultimi trimestri del 2014.
Secondo Dmass nel primo trimestre del 2015, la distribuzione di semiconduttori ha visto incre-
menti del 13,3% generando 1,82 miliardi di euro. Si tratta delle vendite trimestrali più alte dall’in-
troduzione dell’euro nel 2002.
La crescita è dovuta per gran parte a un altalenante cambio dollaro-euro, con l’euro che perde il 
17% del suo valore rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Poiché una parte significativa 
del fatturato ai clienti europei viene fatta in dollari USA, si verifica un effetto di crescita artificiale 
di circa il 50% della crescita totale nel 1° trimestre.

Mouser aggiorna il sito tecnologico Oshw

Mouser Electronics ha aggiornato il proprio portale tecnologico, l’Open Source Hardware (Oshw), 
per offrire agli sviluppatori tutte le risorse necessarie per conoscere le ultime novità disponibili e 
le soluzioni hardware open source tra i prodotti dedicati disponibili da Mouser.
Nella sua nuova versione, il sito (disponibile all’indirizzo mouser.com), riduce il tempo trascorso 
selezionando le migliori schede Oshw mediante il Product Selector, costantemente aggiornato 
e potenziato. Possono essere selezionati ben 30 parametri differenti tra cui tipo di processore 
e la velocità, capacità di memoria e di espansione, le reti wireless e cablate, opzioni di interfac-
cia utente, connettività video e altro ancora. Online è poi disponibile documentazione tecnica 
completa così come il software a supporto di ogni scheda è disponibile per il download veloce 

http://www.advantest.com/
http://www.npower.com/home/
http://www.energy-home.it/SitePages/Home.aspx
http://www.renesas.com/
http://www.st.com/
http://www.st.com/
http://www.freescale.com/
http://www.enel.com/
http://www.murata.com/
http://www.frost.com/
http://elettronica-plus.it/i-mega-trend-del-2020-secondo-frost-sullivan/
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sponibili sul mercato. I prodotti 
- PADS Standard, PADS Stan-
dard Plus e PADS Professional 
- partendo da un prezzo di 5 
mila dollari incluso il supporto, 
riescono a combinare, dichiara 
Mentor, la classica facilità d’uso 
dei prodotti PADS con tre livelli 
di tecnologia di progettazione a 
un prezzo abbordabile. E que-
sto lancio dà luogo a una nuo-
va categoria di soluzioni per la 
progettazione di PCB, che da un 
lato fa leva sulle tecnologie pre-
senti nei tool Xpedition, adatti ad 
affrontare le più evolute sfide di 
complessità di design e, dall’al-
tro, le integra in prodotti di facile 
uso, indicati per le esigenze dei 
progettisti indipendenti con am-
pie mansioni di design e analisi. 
PADS Standard parte, appunto, 
da 5 mila dollari supporto inclu-
so, e comprende, tra le varie 
cose, funzionalità per il PCB 
layout, gli schemi, la gestione 
dell’archivio e dei componenti, 
l’accesso a oltre 350 mila pez-
zi, la revisione progetti. PADS 
Standard Plus include tutte le 
funzioni di PADS Standard, ma, 
a un prezzo di 10 mila dollari 
supporto incluso, aggiunge ca-
pacità come la gestione evoluta 
dei vincoli di progetto, la gestio-
ne centralizzata delle librerie, e 
la tecnologia HyperLynx, per la 
simulazione e l’analisi dei pro-
blemi di integrità del segnale 
nel progetto della PCB. Infine, 
per le esigenze più sofisticate, 
c’è PADS Professional che, a 
un prezzo di 18 mila dollari sup-
porto compreso, include tutte le 
funzioni di PADS Standard Plus, 
aggiungendo tecnologie Xpedi-
tion, come lo sketch routing e la 
simulazione 2D/3D del layout. 

Dopo l’annuncio a fine marzo di 
Xpedition Package Integrator, il 
tool per il co-design e l’ottimizza-
zione di circuiti integrati, packa-
ge e PCB (printed circuit board), 
Mentor Graphics ha introdotto, 
verso fine aprile, tre nuovi pro-
dotti della famiglia PADS ca-
ratterizzati da fasce di prezzo 
che li rendono abbordabili per i 
progettisti per cui gli strumenti di 
livello enterprise sono fuori por-
tata, per questioni di budget e di 
pesanti requisiti dell’infrastrut-
tura. Si tratta di tool indirizzati a 
soddisfare le esigenze di proget-
tazione degli ingegneri indipen-
denti che, spiega Mentor, tipica-
mente fanno parte di piccole e 
medie organizzazioni, o appar-
tengono a un team isolato all’in-
terno di una grande azienda: i 
loro compiti, commenta Dave 
Wiens, business development 
manager della System Design 
Division, possono essere vari e 
vanno dalla costruzione di proto-
tipi, alla validazione di reference 
design, all’esecuzione di studi di 
fabbricabilità. “Queste persone 
operano in maniera indipenden-
te e separata, ma come utenti 
si contraddistinguono per il fat-
to di avere un unico insieme di 
requisiti”. Essi diventano infatti 
specialisti della progettazione e 
usano una varietà di tool per ge-
stire una complessità di design 
del PCB paragonabile a quella 
di livello enterprise, e dove an-

che la gestione dell’IP diventa 
un elemento critico. 
Via via che cresce la necessità 
di una progettazione efficiente 
dei prodotti elettronici, il carico 
di design spesso grava su que-
sti ingegneri indipendenti, che 
però usano in genere prodotti di 
prezzo contenuto e livello limi-
tato, non in grado di supportare 
completamente le loro esigenze. 
Queste ultime possono com-
prendere, ad esempio, l’analisi 
dell’integrità di segnale nel PCB, 
l’analisi termica, o uno studio di 
’design-for-manufacturability’. 
Inoltre, in funzione della tipolo-
gia di impresa, la complessità 
del prodotto finale può variare 
da un livello relativamente ridot-
to ad uno estremamente eleva-
to. Fino a prima dell’introduzione 
dei tre nuovi prodotti della fa-
miglia PADS, chiarisce Mentor, 
l’unica opzione per gli ingegneri 
che dovevano eseguire progetti 
complessi era orientarsi verso le 
costose soluzioni enterprise. 

Soluzioni di design 
a diverso livello
Il rilascio dei tre nuovi prodotti 
PADS va quindi a colmare una 
lacuna presente nell’offerta di 
strumenti di progettazione di-

Mentor, tre nuovi tool PADS 
per i progettisti indipendenti

La gamma si arricchisce di una serie 
di strumenti EDA che si caratterizzano per il prezzo 
abbordabile e la capacità di scalare 
in funzione delle esigenze di design

Giorgio Fusari

Dave Wiens, 
business 
development 
manager 
System Design 
Division 
di Mentor 
Graphics

Bluetooth Low Energy (BLE), 
chiamato anche Smart Blue-
tooth, è un’evoluzione relati-
vamente recente della tecno-
logia Bluetooth. La novità più 
interessante è la considerevo-
le riduzione dell’energia con-
sumata, a fronte di prestazio-
ni pari a quelle del Bluetooth 
classico.
Uno dei protagonisti di que-
sto settore è senza dubbio 
Cypress Semicondutor che 
di recente ha  introdotto EZ-
BLE PRoC, la prima soluzione 
Bluetooth Low Energy di tipo 
end-to-end basata sulla  radio-
on-chip programmabile PrRoC 
BLE e che integra in contenito-
re compatto (10x10x1,8 mm) 
le doti di programmabilità e il 
core ARM Cortex-M0 di PRoC 
BLE, quarzi, un’antenna mi-
niaturizzata oltre a compo-
nenti passivi, da utilizzare 
per lo sviluppo di prodotti con 
connettività wireless a basso 
consumo.
Abbiamo rivolto alcune do-
mande sull’evoluzione di que-
sta tecnologia di comunicazio-
ne wireless a Saranjit Gupta, 
regional marketing manager 
Europe (Data Communication 
division – BLE, USB, Proprie-
tary Wireless) di Cypress Se-
miconductor.

EONEWS: Ci può spiegare 
le ragioni per cui Cypress 
ha deciso di focalizzare la 
sua attenzione su BLE in-
vece che su altre tecnologie 
wireless?
GUPTA: Negli ultimi 2 anni 
BLE è diventata la tecnologia 
di riferimento per la connettivi-
tà wireless a basso consumo 
su brevi distanze. I numeri 
sono la miglior prova di que-
sto fenomeno: si è passati da 
praticamente zero unità ven-
dute nel 2012 alle 165 milioni 
di unità del 2014. Studi recenti 
evidenziano che la crescita 
continuerà nei prossimi 5 anni. 
Da oltre un decennio Cypress 
è attiva nel settore delle tecno-
logie low power a 2,4 GHz e 
ha consegnato finora oltre 100 
milioni di unità che integrano 

La famiglia di 
prodotti PADS 
di Mentor 
Graphics

http://www.mentor.com/
http://www.cypress.com/
http://www.cypress.com/ble/?utm_source=BLE_Launch_Release&utm_medium=US_Press_Release&utm_campaign=BLELaunch
http://www.cypress.com/ble/?utm_source=BLE_Launch_Release&utm_medium=US_Press_Release&utm_campaign=BLELaunch
http://www.cypress.com/procble/?utm_source=BLE_Launch_Release&utm_medium=US_Press_Release&utm_campaign=BLELaunch
http://www.cypress.com/procble/?utm_source=BLE_Launch_Release&utm_medium=US_Press_Release&utm_campaign=BLELaunch
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EONEWS: Cos’è il QDID?
GUPTA: QDID è l’acronimo di 
Qualification Design Identifi-
cation (ID). Si tratta di un nu-
mero seriale unico assegnato 
a un prodotto dopo che que-
sto ha completato e superato 
con esito positivo il collaudo 
di conformità con le normati-

ve Bluetooth presso i BQTF 
(Bluetooth Qualification Test 
Facilities). Il QDID può essere 
utilizzato dai clienti come refe-
renza se vogliono dichiarare e 
registrare i loro prodotti fina-
li presso Bluetooth SIG, con 
conseguenza drastica riduzio-
ne dei costi di qualificazione.

EONEWS: L’utente deve 
per forza utilizzare PSoC 
Creator per sviluppare il 
proprio progetto oppure 
può ricorrere ad altri tool 
di sviluppo?
GUPTA: Ovviamente l’utente 
non è “costretto a ricorrere a 
PSoC Creator e la nostra so-
luzione può essere utilizzata 
con altri tool di larga diffusio-
ne, come quelli proposti da 
IAR e Keil. Ciò premesso, per 
tutti gli utenti che non hanno 
molta familiarità o ignorano to-
talmente le problematiche le-

gate allo sviluppo del softwa-
re e del firmware e allo stack 
BLE, PSoCCreator si propone 
come il tool ideale per com-
pletare in tempi rapidi lo svi-
luppo dell’applicazione. 

EONEWS: L’obbiettivo di 
Cypress è di proporsi come 
fornitore unico per la tecno-
logia BLE? In caso afferma-
tivo, quali sono i passi che 
intendete compiere per im-
plementare tale strategia?
GUPTA: Cypress si può a ra-
gione definire come fornitore 
unico per la tecnologia BLE: la 
nostra offerta comprende sili-
cio, packaging, software, tool 
di debug, progetti di riferimen-

to già predisposti per la pro-
duzione e moduli “ready-to-
use”. Inoltre mettiamo a dispo-
sizione servizi di supporto di 
prim’ordine e tutti i dispositivi 
accessori richiesti. Il modulo 
appena presentato è un ulte-
riore tassello di questa stra-
tegia. Il prossimo passo sarà 
lo sviluppo di altri moduli ca-
ratterizzati tra l’altro da un 
numero di I/O più elevato, 
funzionamento in un inter-
vallo esteso di temperatura e 
maggiori risorse di memoria 
flash (fino a 256 kB).  
Inoltre siamo costantemen-
te impegnati a favor ire i l 
processo di migrazione nel 
momento in cui sono imple-
mentati aggiornamenti delle 
specifiche da parte di Blue-
tooth SIG e rilasciate nuove 
release dello standard, come 
ad esempio la recente ver-
sione 4.2.

una tecnologia proprietaria 
operante nella banda a 2,4 
GHz destinate ad applicazioni 
quali mouse, tastiere, giocatto-
li e sensori industriali. BLE ha 
molti punti in comune con la 
nostra tecnologia proprietaria 
a 2,4 GHz e ed è utilizzabile 
nelle medesime applicazioni.

EONEWS: Ci può dare qual-
che numero circa l’evoluzio-
ne del mercato della tecno-
logia BLE?
GUPTA: Il mercato BLE è si-
curamente in crescita e, nel 
segmento specifico delle peri-
feriche, il tasso di incremento 
su base annua nel periodo 
compreso tra il 2015 e il 2019 
è stimato intorno al 40%. BLE 
permette di realizzare nodi 
IoT e la connessione 
a basso consumo tra 
cellulari/tablet e di-
spositivi alimentati a 
batteria.

EONEWS: Quali so-
no le più importanti 
differenze tra la vo-
stra soluzione BLE 
rispetto a quelle del-
la concorrenza e i 
principali vantaggi? 
GUPTA: I nostri pro-
dotti BLE integrano la 
tecnologia di rileva-
mento CapSense gra-
zie alla quale è possi-
bile creare prodotti che abbina-
no la connettività wireless con 
funzionalità tattili. 
Abbiamo inoltre semplificato 
l’implementazione dello stack 
BLE integrandolo in PSoC Cre-
ator, in modo da consentire lo 
sviluppo di applicazioni BLE 
nel giro di pochi minuti. PSoC4 
BLE è un modulo che integra 
su un unico chip funzionalità 
analogiche e una radio BLE. 
Riguardo ai moduli sviluppati 
da Cypress, i principali vantag-
gi si possono così sintetizzare:

1. Completa integrazione: sia-
mo l’unica azienda a proporre 
una soluzione caratterizzata 
da un livello di integrazione 
così spinto. 
2. Certificazione e qualifica-
zione complete: nel caso di 
moduli non completamente 
qualificati e certificati, è ne-
cessario prevedere i costi non 
indifferenti legati a queste 
due operazioni.
3. PSoC Creator:  il nostro 
ambiente di sviluppo integra-
to (IDE) permette di sempli-
ficare lo sviluppo dello stack 
BLE e il firmware applicativo 

utilizzando un tool 
di configurazione di 
facile uso. Invece di 
dover affrontare le 
problematiche legate 
al codice o memoriz-
zare centinaia di API, 
l’utente può configu-
rare le proprie ap-
plicazioni sfruttando 
questo IDE. 
3. Dimensioni: A 
parte quelli proposti 
da Panasonic, non 
esiste sul mercato 
alcun modulo com-
pletamente integrato 
che possa rivaleggia-

re con le nostre proposte dal 
punto di vista dimensionale. 
5. Ampio intervallo di tensioni 
operative: il range di tensioni 
di funzionamento dei moduli 
di Cypress è il più esteso al 
momento disponibile. 
6. Caratteristiche: siamo l’u-
nico fornitore operante nel 
settore dei chip e dei moduli 
BLE a offrire la funzionalità di 
rilevamento capacitivo. Inoltre 
siamo gli unici fornitore di mo-
duli di questo tipo a integrare 
l’interfaccia I2S. 

Tecnologie

L’evoluzione della tecnologia BLE
Un’intervista a Saranjit Gupta, regional marketing 
manager Europe di Cypress Semiconductor, sugli 
sviluppi di una tecnologia di connettività wireless 
che negli ultimi tre anni ha fatto registrare tassi di 
crescita decisamente interessanti
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di un’operazione delicata che 
se non eseguita correttamente 
può causare problemi di affid-
abilità, impossibilità di preve-
dere le prestazioni e persino 
malfunzionamenti del sistema. 
I progressi compiuti nel campo 
delle tecniche di modulazione 
multi-fase hanno permesso di 
raggiungere il valore di ten-
sione desiderato in tempi più 
brevi, in modo da ridurre la ca-
pacità (perdite energetiche) e 
aumentare in maniera drastica 
l’efficienza adottando soluzio-
ni caratterizzate da ingombri 
inferiori.
Nel momento in cui i tradizion-
ali PC si sono trasformati pri-
ma in laptop e ora in ultrabook, 
i telefoni cellulari si sono evo-
luti negli attuali smartphone 
e i tablet hanno fatto la loro 
comparsa sul mercato, la 
modulazione multi-fase è tor-
nata alla ribalta. La crescente 
capacità di elaborazione richi-
esta a questi dispositivi mobili 
e la necessità di ospitarli in fat-
tori di forma sempre più piccoli 
hanno contribuito a rendere 
l’incremento di efficienza un 
fattore particolarmente criti-
co. Una maggiore efficienza 
permette di conservare più a 
lungo la carica o aumentare la 
durata della batteria.
Da una recente indagine di 
mercato condotta da IDC è 
emerso che il 56% dei com-
pratori di uno smartphone 
Android, il 49% dei compratori 
di un iPhone e il 53 dei com-
pratori di un Windows Phone 
ha indicato nella durata della 
batteria il motivo principale 
che li ha spinti all’acquisto. Tra 
tutti i fattori che influenzano la 

scelta di un particolare smart-
phone, la durata della batteria 
è il più importante.
Sebbene la durata della bat-
teria sia un elemento determi-
nante per l’acquisto, esistono 
molti fattori che contribuiscono 
ad aumentare i consumi della 
batteria stessa, limitandone 
dunque l’autonomia. In primo 
luogo si possono menzionare i 

display di nuova generazione. 
Capaci di garantire una riso-
luzione nettamente superiore 
mentre l’utente naviga o legge 
la propria posta elettronica, 
questi display e la relativa re-
troilluminazione a LED sono 
responsabili del consumo del-
la maggior parte della potenza 
erogata dalla batteria.

Circuiti integrati 
per ottimizzare 
l’efficienza energetica

Di pari passo con l’evoluzione 
delle tecnologie dei display, 
anche nel settore dei circuiti 
integrati vi sono stati interes-
santi sviluppi che hanno per-
messo di creare soluzioni ade-
guate per risolvere il problema 
dell’efficienza energetica. Cir-
cuiti integrati innovativi come 

Non a caso nell’ultimo decen-
nio l’efficienza energetica è 
stata, su scala mondiale, la 
sfida progettuale più urgente 
da affrontare e la pressione 
su questo aspetto del design 
di un sistema è certamente 
destinata ad aumentare in fu-
turo. Le ragioni sono ovvie: 
per rispondere all’esigenza, 
sempre più impellente, di ri-
durre la richiesta di energia è 
necessario adottare approcci 
più “verdi” per molte delle ap-
plicazioni che attualmente 
consumano molta energia. 
Questa esigenza è alla base 
dell’introduzione di molte nor-
mative che hanno avuto un 
impatto non indifferente sui 
dispositivi elettronici utilizzati 
nei settori consumer, auto-
mobilistico e industriale. La 
“dipendenza” dalle tecnolo-
gie mobili necessarie 
per le comunicazioni, 
l ’aggregazione dei 
dati e l’entertainment 
è sempre più forte e 
i dispositivi che sup-
portano tali tecnolo-
gie devono integrare 
un numero crescente 
di funzionalità in fat-
tori di forma più pic-
coli e leggeri. Ciò a 
sua volta vincola le 
dimensioni della bat-
teria e da qui la necessità di 
ulteriori evoluzioni atte a con-
sentire una maggiore autono-
mia ai dispositivi mobili.
L’infrastruttura che è stata re-
alizzata per supportare questo 
massiccio incremento della 
quantità di dati che devono 
essere trasferiti e memoriz-
zati assorbe essa stessa una 
grande quantità di energia e il 
costo da sostenere per il suo 
raffreddamento è superiore a 
quello delle stesse apparec-

chiature che la compongono. 
La tecnologia IoT (Internet 
of Things), che prevede una 
moltitudine di nodi intercon-
nessi nelle case e nelle fab-
briche che hanno l’obbiettivo 
di migliorare la qualità della 
vita e del lavoro, dipende dalla 
capacità di questi nodi di poter 
operare con un’alimentazione 
a batteria non per ore o giorni, 
ma per anni.

Due settori chiave
Intersil ha focalizzato le pro-
prie risorse su due settori 
chiave dove i produttori di si-
licio possono sviluppare le 
tecnologie necessarie per il 
miglioramento dell’efficienza 

energetica. Alcune 
delle più innovative 
tecnologie atte a mi-
gliorare l’efficienza 
energetica erano 
state sviluppate in 
origine per il mercato 
dei personal comput-
er, dove il rapido au-
mento della potenza 
di elaborazione aveva 
reso necessaria una 
gestione più efficace 
della potenza. Hanno 

così fatto la loro comparsa 
sul mercato i controllori multi-
fase che utilizzano tecniche 
di modulazione per ripartire 
la corrente e condividerla tra 
i convertitori, riducendo in tal 
modo sia lo spazio occupato 
sulla scheda sia il numero di 
condensatori e induttori rich-
iesto per assorbire l’energia. 
Questi convertitori dovevano 
suddividere la corrente in 
maniera precisa in tutte le 
condizioni operative: si tratta 

Tecnologie

Gestione della potenza: 
	 un fattore sempre più critico

L’energia elettrica è un elemento essenziale della 
vita quotidiana e un’interruzione nella fornitura 
di corrente, anche se di breve durata, è fonte di 
numerosi disagi più o meno gravi
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Come accade nel settore 
dell’elaborazione mobile, an-
che per i server e per le altre 
apparecchiature che compon-
gono le attuali infrastrutture, 
caratterizzate da una mag-
giore potenza di elaborazione 
e realizzate con componenti 
che sfruttano tecnologie di 
processo sub-micrometriche, 
iniziano a manifestarsi proble-
mi non indifferenti per quel che 
riguarda la conversione della 
potenza, rendendo quindi più 
difficoltoso il conseguimento 
di maggiori livelli di efficienza. 
I semiconduttori usati per la 
realizzazione di questi sistemi 
– processori, FPGA, ASIC e 
memorie – richiedono tensioni 
più basse e correnti più alte. In 
presenza di potenze di elab-
orazione superiori è neces-
sario operare con tensioni di 
valore inferiore e caratteriz-
zate da tolleranze più severe. 
In uno scenario di questo tipo, 
un aumento dell’efficienza 
anche dell’1% permette di ot-
tenere risparmi significativi. 
Questo è il motivo per cui sono 
state investite notevoli risorse 
nel settore della gestione 
della potenza con l’obiettivo 
di aumentare il più possibile 
l’efficienza all’interno del siste-
ma. Per migliorare le presta-
zioni in presenza di transitori 
di carico sono state sviluppate 
avanzate tecnologie di con-
versione dc/dc, mentre, grazie 
alla modulazione multi-fase, è 
stato possibile conferire quel 
grado di “intelligenza” neces-
saria a garantire un incremen-
to dell’efficienza.
In questo articolo sono state 
descritte alcune applicazioni 
per le quali i costi della scarsa 
efficienza energetica sono ab-
bastanza semplici da quan-
tificare. Esistono comunque 
numerosissime altre applica-
zioni dove i benefici legati a un 
aumento dell’efficienza sono 
altrettanto ovvie. Nel caso 
delle applicazioni della tecno-
logia IoT (Internet of Things), 
l’efficienza energetica è uno 
dei requisiti chiave per con-
sentirne l’adozione su larga 

scala: i sensori embedded, ad 
esempio, in alcuni casi devono 
poter operare per decenni sen-
za ricorrere alla sostituzione 
della batteria. Nel settore degli 
elettromestici molte volte è la 
modalità di utilizzo dell’energia 
ad avere un peso rilevante nel-
la decisione di acquisto men-
tre in quello automobilistico i 
veicoli elettrici e ibridi stanno 
avendo un ruolo fondamenta-
le nello sviluppo di innovative 
tecnologie nel campo delle 
batterie e delle soluzioni per 
la gestione della potenza. Dal 
punto di vista di Intersil, l’inte-
grazione di funzionalità capaci 
di garantire miglioramenti sia 
incrementali sia radicali di effi-
cienza, grazie ai quali gli utenti 
possono conseguire o addirit-
tura superare i loro obiettivi, è 
l’elemento guida dell’industria 
dei semiconduttori. Ciò crea 
spazio per lo sviluppo di nuove 
caratteristiche e funzioni che 
permetteranno agli utenti di 
vivere sempre più in sinergia 
con i loro dispositivi elettronici. 
Anche quando verrà a man-
care l’elettricità.

ad esempio ISL98611, una 
soluzione per la gestione della 
potenza che integra le funzioni 
di driver per LED e di alimen-
tazione del display in un uni-
co chip, assicurano sensibili 
risparmi in termini di consumo 
della batteria. Un incremento 
dell’efficienza energetica di 
oltre cinque punti percentuali 
(dall’85 al 90%) si traduce in 
un aumento di un’ora della 
durata della carica di una bat-
teria. L’integrazione di queste 
funzioni, oltre a incrementare 
l’autonomia della batteria, 
consente di aumentare unifor-

mità e luminosità del display, 
con l’aggiunta di funzioni quali 
la variazione della luminosità 
di tipo ibrido per eliminare il 
problema dello scostamento 
del colore (color shift) dei LED 
bianchi in presenza di correnti 
di ridotta intensità che invece 
si verifica utilizzando la vari-
azione della luminosità in DC.
Oltre al display, nuove funzion-
alità come la carica rapida e 
l’avviamento veloce richiedo-
no l’adozione di strategie più 
efficaci per la gestione della 
potenza. Le notifiche “push” 
(ovvero il sistema di avviso 
che indica una nuova app o, 
più in generale, una modifica 
all’interno di una app), la pro-
liferazione di tecnologie radio 
e la necessità di utilizzare un 
numero sempre maggiore di 
applicazione concorrono si-

curamente a un più rapido 
esaurimento della batteria. 
Mentre è ipotizzabile che i 
progressi nel campo delle bat-
terie inizieranno a dare i primi 
frutti tra non meno di tre anni, 
la capacità dei produttori di cir-
cuiti integrati di ottenere anche 
piccoli incrementi di efficienza 
per gli elementi più critici del 
sistema può garantire guadag-
ni di notevole entità.

Il problema 
dei data center
Quelli mobili, in ogni caso, 
non sono i soli dispositivi per 
i quali la potenza ha assunto 
un ruolo critico. Nella realizza-
zione di data center di grandi 
dimensioni e di altre infrastrut-
ture che devono supportare 
la trasmissione e la memo-
rizzazione di voce, video e 
dati, un’elevata efficienza nel 
processo di conversione della 
potenza è indispensabile per 
ridurre i consumi di energia e 
la dissipazione di calore.
Il consumo di energia dei 
data server, per esempio, è 
cresciuto in maniera esponen-
ziale. Un report sull’argomento 
pubblicato quando i data cen-
ter erano molto meno diffusi 
di quanto lo siano oggi aveva 
evidenziato che l’utilizzo di 
elettricità aggregato nei data 
center era duplicato (da 70 a 
140 kWh/anno) nel periodo 
compreso tra il 2000 e il 2005. 
Dal 2005 al 2010 questo dato 
era aumentato ancora in misu-
ra superiore al 50%: il risultato 
dimostra che i miglioramenti 
apportati in termini di effi-
cienza avevano incominciato 
ad avere un certo impatto sul 
tasso di crescita dei consumi. 
Si calcola che l’elettricità uti-
lizzata dai data center per le 
apparecchiature, il raffred-
damento e la distribuzione 
della potenza ha rappresenta 
all’incirca l’1,3% del consumo 
di energia su scala mondiale 
nel 2010.
Senza dimenticare che ques-
ti sistemi sono realizzati in 
modo da garantire densità di 
potenza sempre più elevate. 

Tecnologie

Mouser aggiorna il sito tecnologico 
Oshw
Mouser Electronics ha aggiornato il 
proprio portale tecnologico, l’Open 
Source Hardware (Oshw), per offri-
re agli sviluppatori tutte le risorse 
necessarie per conoscere le ultime 
novità disponibili e le soluzioni har-
dware open source tra i prodotti de-
dicati disponibili da Mouser.

Nella sua nuova versione, il sito 
(disponibile all’indirizzo mouser.
com), riduce il tempo trascorso se-
lezionando le migliori schede Oshw 
mediante il  Product Selector, co-
stantemente aggiornato e potenzia-
to. Possono essere selezionati ben 
30 parametri differenti tra cui tipo 
di processore e la velocità, capacità 
di memoria e di espansione, le reti 
wireless e cablate, opzioni di inter-
faccia utente, connettività video e 
altro ancora. Online è poi disponibi-
le documentazione tecnica comple-
ta così come il software a supporto 
di ogni scheda è disponibile per il 
download veloce e diretto.br
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do il cavo per la connessio-
ne e „twist –and – pull“ per 
la disconnessione.
Applicazioni specifiche per cui 
la serie è ideale comprendono: 
motori, azionamenti, solenoidi, 
sensori, ventilatori e pompe; 
controlli edilfici commerciali e 
sensori di sicurezza e antin-
cendio; apparecchi e sensori 
medicali; metering, smart grid, 
interruttori e pannelli; lampadine 
SSL/ LED, infissi, segnaletica, e 
lampioni.

D: Quali sono i principa-
li fattori che distinguo-
no la vostra azienda ri-
spetto ai  concorrenti? 
R: Più piccolo e più funzionale 
rispetto all‘unico connettore in 
diretta concorrenza sul merca-
to, con un altezza 2,5 millimetri 
invece che 2,7 millimetri e 1-6 
posizioni contro 1-3 , accet-
tando cavo rigido o flessibile 
da 20-26AWG invece che 22-
26AWG solo rigido, e offrendo 
valori di corrente e tensione fi-
no a 8A rispetto a 3A, la serie 
Poke Home 9296 SMT orizzon-
tale, RoHS compliant, offre una 
resistenza meccanica di tre cicli 
e viene fornito in tape & reel 
per posizionamento automatico 
e reflow SMT.

D: Pur non avendo la sfera di 
cristallo, quali sono le previ-
sioni sul lungo termine?
R: Sarebbe semplice, con la 
sfera di cristallo. Ma crediamo 
di essere sulla strada giusta 
con la nostra strategia attuale. 
Stiamo ascoltando i clienti e la 
domanda del mercato. Il team 
di ingegneria di progettazione 
AVX è flessibile nell‘ introdurre 
nuove soluzioni progettuali per 
la gamma di prodotti esistenti, 
per soddisfare le richieste dei 
clienti per i progetti futuri.

D: Qual è la sua opinione ri-
guardo l’andamento del mer-
cato (rallentamento, crescita, 
forte incremento…)?
R: Sebbene numerosi, i con-
nettori wire-to-board (WTB) so-
no ancora di base e possono 
riuscire a soddisfare la doman-
da cross-market per le solzioni 
più piccole, più leggere, più ver-
satile e più accessibili. Nono-
stante la pressione sui prezzi, 
possiamo aspettarci che i con-
nettori WTB avranno trend di 
crescita sul mercato.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vo-
stra società sul breve/medio 
periodo per soddisfare al 
meglio le richieste di questo 
mercato?
R: AVX Corporation ha recen-
temente lanciato sul mercato 
il connettore Poke–Home con 
il profilo più basso attualmente 
disponibili sul mercato, 3 mm e 
con passo 2.5 mm.
Il nuovo connettore Serie ori-
zzontale 9296 è certificato UL 
1977 e CAN/CSA ​​C22. 2, do-
ppio contatto, contatto a molla 
molto forte in bronzo fosforoso, 
accetta qualsiasi combinazio-
ne di fili rigidi o flessibili 20-26 
AWG, fornendo una connessi-
one wire to board veloce, affi-
dabile e conveniente nelle più 
severe applicazioni industriali, 
commerciali e mediche.

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 
investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)?
R: Come risultato della nostra 
attività di progettazione, AVX è 
stata premiata per il single con-
tact 9296 come Product of the 

Year 2013. Da migliaia di nuo-
vi prodotti introdotti lo scorso 
anno, Electronic Products Ma-
gazine ha selezionato questo 
sistema di contatto grazie alle 
sue caratteristiche decisamente 
innovative. 
AVX sta promuovendo questa 
nuova Tecnologia Single Con-
tact attraverso la sua rete di dis-
tributori in franchising o diretta-
mente ai clienti attraverso la rete 
di vendita.
Il nuovo connettore SMT a 
basso profilo della serie 9296 
orizzontale fornisce una soluzi-
one wire to wire robusta, che è 
l‘ideale per una gamma estre-
mamente ampia di applicazioni, 
dal momento che quasi tutti i 
prodotti sul mercato hanno un 
certo numero di fili discreti di co-
llegamento al PCB.. 

D: Quali sono i settori appli-
cativi più promettenti?
R: La nuova serie Poke-Home 
9296 low profile e caratterizzata 
per 300V, fino a 8A, tempera-
tura di esercizio da -40 °C a 
+ 130 °C, da 1 a 6 posizioni 
può soddisfare gli standard in-
dustriali più esigenti e fornire la 
massima stabilità meccanica e 
di ritenzione del cavo conntem-
poraneamente alla semplicità 
d’uso, semplicemente inseren-
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Intervista a Jiri Vojacek, product manager

Jiri Vojacek

AVX

Per ulteriori informazioni sulla serie 9296: 
http://www.avx.com/docs/Catalogs/PH%20LP-Horizontal%2000-9296.pdf

È anche disponibile il video con la descrizione dei prodotti di interconnessione AVX e 
animazioni 3D della serie Poke-Home: 
http://www.avx.com/techinfo_Player.asp?video=lcQ4n4JHzbc&Player=YouTube

D: Qual è la sua opinione ri-
guardo l’andamento del mer-
cato (rallentamento, crescita, 
forte incremento…)?
R: Credo che il mercato attua-
le stia raggiungendo il livello di 
maturità sostenuto dalla con-
tinua apertura ed espansione 
di Data Center e che, quando 
dal 2016 cominceranno a es-
sere introdotti, da parte dei 
maggiori ODM e OEM i nuovi 
apparecchi a 25Gb/s, ci sarà 
una forte crescita sia per i pro-
dotti in rame sia per i prodot-
ti ottici. Inoltre le soluzioni a 
10Gb/s rimpiazzeranno com-
pletamente le velocità inferiori.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vo-
stra società sul breve/medio 
periodo per soddisfare al 
meglio le richieste di questo 
mercato?
R: FCI ha investito e sviluppato 
sistemi di interconnessione ad 
alta velocità molti anni fa con 
l’obiettivo di espandere il pro-
prio portafoglio prodotti per ri-
spondere alle future necessità 
dei propri clienti orientate a uti-
lizzare le nuove velocità di tra-
smissione del segnale su mol-
teplici canali sia su supporto in 
rame che ottico. FCI è stata tra 
I primi a offrire connettori, cavi 
assemblati e optical engines a 
25Gb/s. La nostra famiglia di 
prodotti ExaMAX e l’On Bord 
Transceiver LEAP sono già sta-
ti introdotti in molteplici progetti 
dei nostri clienti più importanti.

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 
investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)?
R: Per mantenere il ruolo di 
leader del mercato sono stati 
fatti significativi investimenti in 
Ricerca e Sviluppo. Lo sviluppo 
di nuove tecnologie è intima-
mente legato a una organizza-
zione di grandi professionisti 
e di processi ineccepibili così 
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http://www.avx.com/docs/Catalogs/PH%20LP-Horizontal%2000-9296.pdf
http://www.avx.com/techinfo_Player.asp?video=lcQ4n4JHzbc&Player=YouTube
http://www.fci.com/
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come avere un livello di servi-
zio d’eccezione per poter stare 
al passo con la crescita dell’a-
zienda. FCI guarda sempre al 
futuro, per cui perseguiamo co-
stantemente il nostro migliore 
posizionamento nel mercato 
attraverso acquisizioni, accordi 
strategici e partnership. L’ac-
quisizione di Merge Optics nel 
2008 è stata fondamentale per 
introdurre prodotti ottici nel por-
tafoglio prodotti di FCI, moltipli-
cando l’offerta di soluzioni “fo-

otprint-to-footprint” mirate alla 
ottimale gestione dell’integrità 
del segnale del “link” e a pro-
porre la soluzione più economi-
camente efficace tra quelle su 
rame e quelle su fibra.

D: Quali sono i settori appli-
cativi più promettenti?
R: Data la fusione di fatto tra 
i mondi Datacom e Telecom, 
vediamo sempre più oppor-
tunità per l’impiego di sistemi 
interconnect ad alte velocità. I 

nuovi standard per 
sistemi con velocità 
più alte e con ridu-
zione dei consumi 
energetici, stanno 
mettendo pressione 
sulle vecchie tecno-
logie come cablag-
gio con cavi Cat 5/
Cat 8. Vediamo un 

alto potenziale per introdurre 
queste soluzioni a maggiore 
velocità, sia per installazioni 
dedicate a piccole reti azien-
dali sia a grandi e mega data 
center. Crediamo anche che 

il contenuto di cablaggi all’in-
terno degli apparecchi cresce-
rà, poiché vediamo un trend 
in crescita per nuove soluzio-
ni. Un esempio importante è il 
grande interesse verso il “ca-
bled backplane”, data la chiara 
superiorità delle caratteristiche 
di integrità di segnale e la ca-
pacità di raggiungere distanze 
superiori.

D: Quali sono i principali fat-
tori che distinguono la vostra 
azienda rispetto ai concor-
renti?
R: FCI è universalmente rico-
nosciuta come leader tecno-

logico. Questa leadership, la 
sfida nel mercato a 25Gb/s as-
sieme alla capacità di FCI di 
realizzare sistemi di altissima 
affidabilità, in rame e ottici, e la 
sua attenzione all’importanza 
della migliore gestione dell’in-
tegrità del segnale, stanno ri-
portando il nome di FCI in vetta 
agli elenchi dei migliori fornitori. 
Combinando tutto questo con 
il nostro alto livello di servizio e 
un’ottima e costante qualità dei 
prodotti, crediamo fermamen-
te di avere una “value proposi-
tion” molto attraente per i nostri 
clienti.

D: Pur non avendo la sfera di 
cristallo, quali sono le previ-
sioni sul lungo termine?
CLOUDY! Scherzi a parte; sia-
mo convinti che alla crescita 
della domanda per una sempre 
maggiore banda segua au-
tomaticamente una richiesta 
per velocità di segnale sempre 
maggiori. A più lungo termine, 
ci aspettiamo quindi un mag-
giore impiego di sistemi ottici.

Parola alle AziendeCavi e connettori

FCI

Intervista a Roy Muscarella, 
vp &GM of HSIO Solutions

D: Qual è la sua opinione ri-
guardo l’andamento del mer-
cato (rallentamento, crescita, 
forte incremento…)? 
R: Il 2014 si è chiuso con risul-
tati positivi rispetto agli anni pre-
cedenti. L’inizio del 2015 ha regi-
strato un’ulteriore crescita anche 
se più contenuta rispetto al pri-
mo trimestre 2014. Secondo la 
mia opinione si può sperare in 
una ripresa del mercato anche 
se lieve.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vostra 
società sul breve/medio perio-
do per soddisfare al meglio le 
richieste di questo mercato? 
R: Teleindustriale ha sempre 
puntato sulla qualità del prodotto 
offerto e sul servizio alla cliente-
la. La formazione del personale 
è in costante aggiornamento. 
Questo per garantire al cliente 
un supporto tecnico sempre ag-
giornato. 

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 
investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)? 
R: Abbiamo stipulato nuovi ac-
cordi nel settore dell’automazio-
ne industriale e nella pneumati-
ca, per dare un nuovo sviluppo 
a un settore storico aziendale. 
Stiamo inoltre investendo in ri-
sorse umane, sia nell’ambito 
commerciale sia nell’ambito tec-
nico e amministrativo.

D: Quali sono i settori applica-
tivi più promettenti? 
R: La nostra azienda, che sto-
ricamente ha diviso il suo busi-

ness in due macro settori prin-
cipali, automazione industriale 
ed elettronica, ha assistito nei 
suoi 36 anni di attività a svilup-
pi altalenanti di entrambi i set-
tori. Credo che proprio questa 
caratteristica abbia fatto sì che 
l’azienda avesse una crescita 
costante, anche negli anni in cui 
il settore dei connettori, legato 
specialmente all’automotive e 
al bianco, ha subito un pesante 
arresto.

D: Quali sono i principali fat-
tori che distinguono la vostra 
azienda rispetto ai concorrenti? 
R: Supporto tecnico in costante 
aggiornamento. Il nostro perso-
nale è in grado di trovare solu-
zioni personalizzate o proporre 
al cliente prodotti alternativi. Si 
cerca di creare una sinergia con 
il cliente che si affida a noi per 
trovare una soluzione. Non sia-
mo distributori generalisti, che 
vanno a codice. Probabilmente 
la scelta di rimanere un distribu-
tore di nicchia, specializzato, ci 
ha aiutato a rimanere sul mer-
cato.

D: Pur non avendo la sfera di 
cristallo, quali sono le previ-
sioni sul lungo termine? 
R: Difficile fare in questo mo-
mento delle previsioni a lungo. 
L’allineamento del dollaro all’eu-
ro porterà sicuramente delle 
conseguenze sul nostro settore. 
Indubbiamente il mercato ita-
liano sta riprendendo. Le PMI, 
come noi, che sono sopravvis-
sute alla crisi, stanno lavoran-
do duramente per mantenere 
l’occupazione e andare avanti. 
Dovrebbero essere solo mag-
giormente supportate dalle isti-
tuzioni, che dovrebbero agevola-
re maggiormente le imprese che 
sono sempre state lo zoccolo 
duro dell’Italia (PMI).

Intervista a Laura Salafia, 
responsabile finanziario
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D: Qual è la sua opinione 
riguardo l’andamento del 
mercato (rallentamento, cre-
scita, forte incremento…)? 
R: Riteniamo che il mercato 
per i “Data Acquisition“ sia in 
crescita. In molte applicazioni 
per lo spazio, i prodotti finali 
stanno diventando sempre più 
complessi richiedendo mag-
giori risoluzione e contempora-
neamente un sempre maggior 
numero di canali per validare 
i progetti. I fornitori di 
strumentazione DAQ 
sono costantemente 
impegnati nella sfida 
per soddisfare queste 
specifiche con nuovi 
prodotti da introdurre 
nel mercato e lo de-
vono fare in un tempo 
piuttosto rapido.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vo-
stra società sul breve/medio 
periodo per soddisfare al 
meglio le richieste di questo 
mercato? 
R: VTI Instruments ha una ag-
gressiva strategia di sviluppo 
di questi prodotti orientati a 
raggiungere i requisiti richiesti 
nelle applicazioni spaziali co-
me, per esempio, passare da 
una moderata a una elevata 
accuratezza, oppure fornire 
da pochi a molti canali. I pro-
getti VTI Instruments vengono 
implementati su due piattafor-
me: LXI/LAN e PXIexpress. 
Queste due tecnologie vengo-
no fuse per poter far leva sulle 
loro rispettive migliori caratte-
ristiche.
Con PXIexpress siamo in 
grado di offrire una piattafor-
ma modulare che può essere 
configurata per soddisfare le 

specifiche dell’utente finale 
con elevata produttività. Con 
LAN/LXI possiamo ridurre la 
lunghezza dei cavi dei sensori 
posizionando la strumenta-
zione più vicino all’unità sotto 

test, riducendo con-
temporaneamente i 
disturbi e migliorando 
la precisione delle mi-
sure.
Con LXI siamo in gra-
do di ottenere anche 
un livello elevatissimo 
di sincronizzazione, 

persino quando le misure sono 
fatte presso differenti stru-
menti posizionati lontani l’uno 
dall’altro. Riassumendo, siamo 
in grado di offrire sia alte pre-
stazioni che flessibilità e con-
temporaneamente soddisfia-
mo i desideri dei nostri clienti 
di ridurre i cablaggi e il tempo 
di settaggio dei loro sistemi 
DAQ.

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 
investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)? 
R: Le nostre strategie vengo-
no realizzate attraverso uno 
sviluppo organico. Per esem-
pio implementiamo partner-
ship con terze parti che inte-
grano i nostri prodotti all’inter-
no nei loro complessi sistemi 
come le celle di test dei mo-
tori. Inoltre cooperiamo con 

ALLdata

Intervista a Francesco Di Baldassarre, 
sales manager

24 Parola alle Aziende

Yamaichi Electronics
Intervista a Carlo Cremonesi, sales director Italy

Cavi e connettori - DAQ

D: Qual è la sua opinione ri-
guardo l’andamento del mer-
cato (rallentamento, crescita, 
forte incremento…)?
R: Per quanto riguarda Yamai-
chi stiamo registrando un forte 
incremento, mentre in generale 
stiamo vedendo una moderata 
crescita.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vo-
stra società sul breve/medio 
periodo per soddisfare al 
meglio le richieste di questo 
mercato?
R: Abbiamo introdotto alcuni 
nuovi prodotti come i connet-
tori circolari push pull e gli M12 
costampati, per cercare un ap-
proccio in alcuni mercati come 
il medicale, dove non erava-
mo molto presenti. In generale, 
stiamo diversificando il porta-
foglio prodotti e ci stiamo foca-
lizzando su alcuni mercati che 
riteniamo più strategici per noi.

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 
investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)?
R: In generale stiamo investen-
do sempre più in ricerca e svi-

luppo per poter proporre più 
prodotti che soddisfino le esi-
genze dei vari mercati. In Italia 
stiamo anche stipulando nuovi 
accordi con la distribuzione e 
investiremo in risorse umane.

D: Quali sono i settori appli-
cativi più promettenti?
R: Noi prevediamo una nostra 
crescita nel mondo automotive, 
telecom e medicale.

D: Quali sono i principali fat-
tori che distinguono la vo-
stra azienda rispetto ai con-
correnti?
R: Prodotti di alta qualità 
a prezzi di mercato, saper 
ascoltare le esigenze del 
cliente realizzando soluzioni 
custom adatte.

D: Pur non avendo la sfera di 
cristallo, quali sono le previ-
sioni sul lungo termine?
R: Ragionare sul lungo termi-
ne è davvero molto difficile, si 
rischia di andare più a sensa-
zioni che basandosi su dati 
concreti. Posso dire che noi ab-
biamo progetti che dovrebbero 
garantirci un buon livello per 
2-3 anni, mentre in generale 
sembra che il peggio sia alle 
spalle e che ci possa essere 
quanto meno un parziale recu-
pero di quanto perso in questi 
anni di crisi.
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Cavo per connettività statica
Molex ha presentato il cavo Flamar-Flex progettato per la connettività statica con sensori 
e per applicazioni dinamiche come quelle in apparecchiature robotiche e a catena. Con un 
raggio di piegatura consentito pari a 5 volte il diametro esterno, il cavo è in grado di operare 
in modo affidabile e sicuro in applicazioni che richiedano raggi di curvatura limitati. 
Il cavo Flamar-Flex Molex è omologato UL/CSA (tipo 21209 / 21757) per temperature com-
prese tra -50 e +90 °C  statico), tra -40 e +80 °C (dinamico) e tra -30 e +60 °C (catena 
di trascinamento). Dotato di una guaina esterna a base di etere PUR puro resistente alle 

abrasioni, allo strappo e ai raggi UV, il cavo Flamar-Flex resiste 
agli oli (EN 50363-10, VDE 7472-803/B e UL1581/758), è ignifugo 
(IEC 60332-1, VW1, FT1, UL Vertical Flame Test) e non contiene 
alogeni (IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0472-815).

http://www.alldata.it/main/index.php/vti?highlight=YToxOntpOjA7czozOiJ2dGkiO30=
http://www.yamaichi.eu/
http://www.yamaichi.eu/
http://www.molex.com/


costo dei singoli componenti 
si è ridotto drasticamente ne-
gli anni.
Il settore dei sistemi PC based, 
invece, sembra dare qualche 
soddisfazione. I nostri clienti 
tendono a dare la precedenza 
a soluzioni pronte che consen-
tono di essere concentrati sul-
le loro attività, demandando lo 
sviluppo degli strumenti alla 
nostra struttura che ha com-
petenza di soluzioni flessibili 
impiegate in migliaia di appli-
cazioni in tutto il mondo.
Scegliendo un’architettura PC 
based con un software flessi-
bile l’affidabilità è garantita dal 
fatto che sia l’hardware che il 
software siano utilizzati da un 
gran numero di persone in una 
varietà di applicazioni. Difficil-
mente ci saranno sorprese.

D: Quali sono le principali 
strategie adottate dalla vo-
stra società sul breve/me-
dio periodo per soddisfare 
al meglio le richieste di que-
sto mercato?
R: La nostra società basa 
l’attività sul supporto tecnico, 
l’assistenza in campo e la for-
mazione. Noi siamo gli esperti 
dei nostri prodotti e ci teniamo 
che i nostri clienti lavorino se-
renamente per perseguire i 
propri obiettivi senza doversi 
studiare grossi manuali o ri-
solvere rebus tecnologici.
La filosofia di base è che l’ac-
quisizione dati deve essere 
semplice e accessibile a tutti e 
questo viene realizzato a vari 
livelli; con un hardware e un 
software perfettamente inte-
grati, progettati proprio per la 
semplicità d’uso e con il sup-
porto in campo grazie alla no-
stra struttura capillare.

D: In che modo state imple-
mentando queste strategie 
(stipula di accordi/collabo-
razioni, nuove acquisizioni, 

investimento in attività di ri-
cerca e sviluppo, in risorse 
umane…)?
R: Il centro di ricerche Dewe-
soft è in costante crescita, gli 
sviluppatori di qualche anno 
fa oggi coordinano piccoli 
gruppi di lavoro concentrati su 
particolari tematiche di svilup-
po, guidate dalle richieste dei 
nostri clienti. La rete globale 
vendite e supporto tecnico nel 
tempo si è fortemente specia-
lizzata dividendo le attività in 
tre filoni di applicazioni ma-
croscopici: Automotive, Dyna-
mic Signal Analysis (DSA) e 
Power.
Questa struttura è presente 
nella sede centrale austriaca 
e ricopiata i tutte le nazioni in 
modo da fornire supporto ca-
pillare sia geograficamente 
che per competenze.
I nostri clienti diventano sem-
pre più globali e noi siamo 
chiamati a supportarli in tutte 
le loro sedi.

D: Quali sono i settori appli-
cativi più promettenti?
R: La pipeline dei nuovi pro-
dotti HW e SW ci fa ipotizza-
re che nel prossimo futuro il 
settore della misura di qualità 
in applicazioni di supervisio-
ne e/o controllo potrebbe di-
ventare altrettanto importante 
quanto il settore Automotive, 
ma in generale crediamo mol-
to nei sistemi di acquisizione 
distribuiti e miniaturizzati.
Abbiamo da poco immesso sul 
mercato diversi acquisitori ba-
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terze parti che hanno svilup-
pato soluzioni software chiavi 
in mano per test di vibrazione, 
rumore e durezza

D: Quali sono i settori appli-
cativi più promettenti? 
R: Un’applicazione dove VTI 
ha riscontrato enorme suc-
cesso è nel mercato dei test 
delle celle motori. Mentre of-
friamo un’elevata accuratezza 
nella strumentazione da labo-
ratorio,
recentemente abbiamo intro-
dotto una linea di strumenti 
rugged basati su Ethernet che 
permette ai nostri clienti del 
settore test di motori di posi-
zionare l’hardware vicinissimo 
al motore in prova mantenen-
do nel contempo un alto grado 
di accuratezza. I nostri stru-
menti sono in grado di misura-
re temperature, deformazioni 
meccaniche e così via; inoltre, 
espanderemo nel prossimo 
futuro la compatibilità con ulte-
riori sensori.

D: Quali sono i principali 
fattori che distinguono la 
vostra azienda rispetto ai 
concorrenti? 
R: Abbiamo sviluppato un no-
tevole numero di IP (Proprietà 
Intellettuali) che ci permetto-
no di passare da pochi a tanti 
numeri di canali con un alto 
grado di precisione e un vasto 
numero di sensori. Inoltre, pur 
avendo un ampia gamma di 
prodotti, siamo in grado di es-
sere flessibili nei nostri svilup-
pi e di  modificare l’hardware 
commerciale per soddisfare le 
necessità dei clienti.

D: Pur non avendo la sfera 
di cristallo, quali sono le 
previsioni sul lungo ter-
mine? 
R: Poiché la nostra tec-
nolog ia è s t re t tamente 
relazionata con Ethernet, 
siamo sicuri di essere in 
grado di soddisfare le nuo-
ve richieste che i tecnici 
addetti al mondo dei DAQ 
ci sottoporranno nel pros-
simo futuro.
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D: Qual è la sua opinione 
riguardo l’andamento del 
mercato (rallentamento, cre-
scita, forte incremento…)?
R: Leane International si 
occupa di misura da più di 
trent’anni in partnership con 
Dewesoft dalla sua nascita.
Dal nostro punto di vista, il 
mercato dei sistemi di acqui-
sizione dati si può dividere in 
strumentazione, sistemi PC 
based e componenti per inte-
gratori.
Anni fa il mercato dei sistemi 
PC based era praticamente 
inesistente e qualsiasi appli-
cazione veniva soddisfatta tra-
mite strumentazione dedicata 
(come ad esempio registratori 
a carta o su memoria solida) 
oppure banchi di test con sof-
tware custom rigido, imple-
mentato appositamente per 
test ripetitivi.
Negli ultimi anni il mercato 
degli acquisitori PC based si 
è evoluto grazie allo sviluppo 
software flessibile in grado di 
adattare le funzionalità dei si-
stemi a una varietà di test e 
situazioni e all’apparizione di 
architetture PC sempre più 
compatte, performanti, con 
consumi ridotti e contempora-
neamente resistenti a shock e 
vibrazioni e a range di tempe-
rature estese.
Complessivamente, abbiamo 
l’impressione che il mercato 
dei sistemi di acquisizione dati 
sia in espansione, ma non tutti 
i settori vedono una crescita.
In particolare gli acquisitori de-
dicati tendono a essere utiliz-
zati solo in applicazioni sem-
plici e a basso costo come ad 
esempio quello dei data logger 
statici o quasi statici, il settore 
della componentistica per inte-
gratori è di sicura espansione 
in termini numerici anche se il 

A cura della redazione
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messo tracciature più perfor-
manti, stimolando anche atteg-
giamenti virtuosi negli utenti, 
ossia la riduzione dei rifiuti non 
riciclabili.
Meritevoli di menzione sono 
anche i comparti del fashion e 
dell’agroalimentare, i fiori all’oc-
chiello del nostro Made in Italy, 
dove l’RFID è l’efficace alleato 
tecnologico per tracciare e rin-
tracciare il prodotto, monito-
rarne i canali distributivi e pro-
teggerlo dalla contraffazione. 
Infine, gestione automatica del-
la produzione e controllo dello 
stato di avanzamento, dove 
l’RFID genera un rapido RoI, 
e Safety&Security, per garan-
tire la sicurezza dei lavoratori 
sul posto di lavoro e assicurare 
l’accesso in particolari aree (es. 
cantieri di lavoro, centri orafi o 
contenenti materiale di alto va-
lore) solamente alle persone 
e veicoli autorizzati, sono altre 
dinamiche ambientazioni del-
l’RFID. In un simile contesto di 
innovazione di valore, sono due 
le assi portanti attorno alle quali 
si sviluppa la nostra strategia 
per mantenere e rafforzare la 
presenza sul mercato: tecnolo-
gie da un lato, persone e servizi 
dall’altro.
I dispositivi sono così costante-
mente aggiornati con nuove re-
lease o progettati per reagire a 
nuove aspettative del pubblico: 
reader, antenne, tag/transpon-
der, periferiche e add-on devi-

ce. In particolare, emerge tra gli 
apparati “di punta” della nostra 
gamma, che riflettono le con-
siderazioni e visioni del mer-
cato appena espresse, l’RFID 
RedWave Smart FlyBoard: si 
tratta di una scheda elettronica 
versatile e modulare nelle con-
nessioni e modalità di comuni-
cazione, progettata dal diparti-
mento R&D di RFID Global per 
agevolare lo sviluppo di progetti 
RFID in un’ottica IoT e basata 
su tecnologia open hardware.
La board funge da ponte fra 
la tipica infrastruttura hardwa-
re RFID HF e UHF da un lato 
e le tecnologie informatiche 
dell’ambiente in cui l’RFID ope-
ra dall’altro, tra cui PC, cloud, 
tablet e mobile device più ge-
nerici (smartphone e relativi 
sistemi operativi), è dotata di 
intelligenza a bordo (processore 
CPU), da qui l’aggettivo smart 
incluso nel suo nome, numerosi 
I/O ed è proposta in 3 versioni 
(Lan, WiFi 802.11G, Mobile 
GSM/GPRS); ecco perché la 
scheda elettronica è una com-
ponente flessibile che facilita la 
configurazione delle architettu-
re RFID, customizzabile, in gra-
do di generare fino a 45 possi-
bili combinazioni tra il sistema 
RFID e l’Host Communication 
(o il web oppure il cloud), il tutto 
ready to use!
A ciò si aggiungono poi nuo-
ve tecnologie di acquisizione 
dati, che arricchiscono il nostro 
parco-prodotti con le proposte 
di ultima generazione: rientra in 
quest’ottica la BLE (Bluetooth 
Low Energy), tecnologia di co-
municazione wireless già pre-
sente nei ultimi smartphone e 
tablet, che, rispetto alla classica 
tecnologia Bluetooth, fornisce 
maggiori prestazioni (aumen-

La maturità a cui è giunta l’R-
FID, la pervasività dell’NFC gra-
zie al vettore dello smartphone 
e il consolidamento della tecno-
logia Bluetooth Smart, che dal 
2010 poggia su uno standard 
favorendone quindi l’interopera-
bilità, sono i driver principali di 
questo andamento di mercato.
Trattandosi poi di tecnologie 
trasversali che concretizziamo 
attraverso il modello di business 
di distributore a valore aggiunto 
e, per alcune componenti, an-
che di produttore, le soluzioni 
complete create dai nostri chan-
nel partner vivono in molteplici 
scenari di mercato, tra cui spic-
cano la sanità, i servizi turistici e 
infotainment, la smart city, decli-
nata soprattutto in gestione del-
la mobilità, smart parking e wa-
ste management, il contactless 
payment e il retail.
In particolare, la tecnologia 
RFID ha risposto con precisione 
ed efficacia alle aspettative del-
la gestione smart della raccolta 
differenziata dei rifiuti: architet-
ture RFID robuste, applicate 
in diverse modalità operative, 
ossia apponendo il tag RFID ai 
cassonetti, ai mastelli oppure 
al singolo sacchetto, permetto-
no una minuziosa tracciabilità 
dell’oggetto, associato al pre-
ciso utente, soddisfacendo ai 
requisiti di legge per una tariffa-
zione precisa e puntuale e, gra-
zie alla rilevazione automatica, 
riducendo al minimo l’intervento 
dell’operatore.
In questa cornice l’RFID è pre-
sente da tempo con la banda 
LF, ma le più vistose innovazioni 
sono riconducibili all’ingresso 
della banda UHF che ha per-
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sati su tecnologia di trasmis-
sione EtherCAT che ci con-
sentono di effettuare misure 
in sistemi realtime e (tra non 
molto) aggiungere funzionalità 
di controllo tipici dei sistemi 
PLC dove però la qualità della 
misura è scadente.

D: Quali sono i principali 
fattori che distinguono la 
vostra azienda rispetto ai 
concorrenti?
R: Il nostro mantra è sempli-
cità d’uso e supporto tecnico 
di alto livello. Grazie alla tec-
nologia DualCore dei nostri 
sistemi SIRIUS siamo in gra-
do di raggiungere una risolu-
zione di 160dB che consente 
di fare qualsiasi acquisizione 
senza doversi preoccupare 
dei guadagni da settare nello 
strumento, il filtro automatico 
anti-aliasing previene qual-
siasi errore di settaggio dei 
filtri passa basso e l’autorico-
noscimento dei sensori evita 
perfino errori di inserimento 
della sensibilità oppure errori 
dell’operatore nella connes-
sione dei cavi.
L’affiancamento in campo con 
personale preparato consente 
di raggiungere un alto livello di 
confidenza del sistema anche 
in caso di applicazioni com-
plesse.
Tutti sanno che il tempo è de-
naro, e noi cerchiamo di ridur-
re gli errori, ridurre i tempi di 
test dei nostri clienti e quindi 
velocizzare e migliorare lo svi-
luppo dei loro prodotti.

D: Pur non avendo la sfera 
di cristallo, quali sono le 
previsioni sul lungo ter-
mine?
R: Crediamo che il mercato 
dei sistemi di acquisizione da-
ti sia in crescita per la sem-
pre maggior necessità di test 
oggettivi; più in particolare 
crediamo che la nostra realtà 
giovane e attenta alle esigen-
ze del mercato ci darà delle 
belle soddisfazioni.

Massimo Damiani

http://www.rf-id.it/
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al suo interno un’architettura 
PC, con CPU X86 fanless e 
possibilità di caricare a bor-
do mediante CF un sistema 
operativo. Tale implementa-
zione del concetto tutto in 
uno, cioè di gestione total-
mente integrata dell’applica-
zione per mezzo di un unico 
processore, assicura di rag-
giungere obiettivi di efficien-
za e versatilità del sistema di 
controllo che si concretizza-
no in un vantaggio sostan-
zioso. 
Di fatto la possibilità di ave-
re un sistema operativo 
installato permette di lavo-
rare ad un livello più alto di 
interpretazione della logica 
di comando consentendo di 
programmare i PAC per mez-
zo dei più comuni linguaggi 
di programmazione. Questa 
possibilità di programmare e 
lavorare con il PAC è di fatto 
un particolare non di secon-
daria importanza, visto come 
gli Istituti Tecnici e Professio-
nali abbiano modificato i loro 
programmi didattici creando 
figure professionali con un 
background di conoscen-
ze diverso se paragonato a 
quello di una decina di anni 
fa. Le nostre proposte di 
punta come sistemi PAC si 
dividono in base all’ambien-
te all’interno del quale il PAC 
si troverà ad operare. Infatti 
se esso si troverà a operare 
in un ambito light-industrial 
la soluzione XPAC-8000 di 
ICP-DAS con a bordo il pro-
cessore Intel e SO Windows 
Embedded, caricato su flash 
interna saldata su scheda, 
e numerose porte di comu-
nicazione, rappresenta di 
fatto una nuova generazio-
ne di PAC. Esso possiede 4 
porte USB e una porta VGA 
che permettono sia il colle-

gamento di monitor, tastiera 
e mouse durante la fase di 
debug del software di con-
trollo, che successivamen-
te di un pannello operatore 
(HMI) che faciliterà l’inter-
facciamento tra operatore e 
macchina. Possiede inter-
facce RS-232/485 e Gigabit 
Ethernet e una vasta gamma 
di moduli I/O di espansione, 
da 1 a 7 a seconda dei mo-
delli, con i quali è possibile 
integrare sulla serie XPAC-
8000 svariate combinazioni 
di I/O Digitale, Analogico, 
Motion Control, ingressi 
RTD, termistori e molto altro. 
Completano la descrizione il 
range di temperatura operati-
va esteso (-25 °C ai +75 °C), 

tata distanza di comunicazione, 
nuove modalità di comunicazio-
ne, in quanto l’invio dati agli altri 
dispositivi in ascolto non neces-
sita di connessione), poggia su 
uno standard e richiede un bas-
so consumo energetico.
Per rafforzare il nostro impe-
gno verso questa tecnologia, 
ci siamo associati a Bluetooth 
SIG (Special Interest Group), 
l’associazione worldwide che 
riunisce gli attori, con diversi 
gradi di influenza, del mondo 
Bluetooth. 
Applicazioni web cloud, mobili 
e infrastrutture IoT sono gli altri 
trend tecnologici con cui i nostri 
dispositivi si sono sintonizzati, 
anche grazie alle partnership 
con aziende selezionate per gli 
skill verticali.
Il dato è così inviato dal tag 
RFID o BLE al web cloud, tran-
sitando attraverso il gateway 
che lo “depura” con un pro-
tocollo di comunicazione (es. 
MQTT) in grado di dialogare 
con la piattaforma software IoT 
di CloudPlugs.
Nel back stage di simili offerte 
tecnologiche opera il cuore di 
RFID Global, ossia il Dipar-
timento Tecnico, con le sue 
attività di R&S stimolate dalle 
figure commerciali, quotidiana-
mente in contatto con il merca-
to e quindi in ascolto delle sue 
aspettative. 
Rientra tra le strategie adottate 
per rispondere alle domande 
dei pubblici continui investi-
menti non solo nella tecnologia, 
ma anche nelle risorse umane: 
ricerca di nuove figure da inseri-
re in quest’area e loro continuo 
aggiornamento attraverso la 
partecipazione ai training orga-
nizzati dai produttori dei sistemi 
da noi distribuiti.
A questa componente umana 
dell’innovazione tecnologica è 
poi affidato il compito di sup-
portare l’Integrator Partner con 
servizi tecnico-commerciali e di 
customer care lungo il percorso 
del progetto: dall’analisi teorica 
allo studio di fattibilità, dai test e 
simulazioni nel nostro RFID Te-
sting Center all’affiancamento 
nel progetto pilota.
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Il monitoraggio e il controllo 
a bordo macchina, all’inter-
no di un processo produttivo, 
sono una richiesta che si è 
consolidata nel tempo e ha 
accresciuto la sua rilevan-
za, sia per valutare la qualità 
complessiva del sistema di 
produzione sia per renderlo 
più performante nella gestio-
ne dei tempi di fermo mac-
china. 
Se poi ci si apre al mondo 
del motion control, dove il 
prodotto viene lavorato in di-
versi modi per mezzo di ser-
vomeccanismi in movimento 
che vengono ciclicamente 
sincronizzati, la supervisio-
ne dell’applicazione diventa 
imprescindibile. Di fatto è 
possibile affermare che l’ac-
quisizione dati rappresenta 
un’area di mercato in cresci-
ta. Se poi consideriamo che 
attualmente la soluzione PLC 
“based” è ormai “matura” e 
presenta elementi di compro-
vato valore, ma anche limiti 
tecnologici, che la rendono 
per alcune tipologie di appli-
cazioni non sufficientemente 
performante a causa di una 
scarsa versatilità e che la so-
luzione PAC sta crescendo di 
interesse e performances, il 
risultato che si ottiene è uno 
scenario piuttosto vivace. 
Il Programmable Automa-
tion Controllers (PAC) può 
essere la risposta, ai limiti 
che l’automazione a bordo 
macchina PLC “based” dato 
che permette di realizzare 
un controllo di processo a 
un livello di programmazione 
più alto. Inoltre esso rappre-
senta anche una soluzione 
di tipo “aperto”, perché capa-
ce di dialogare con il mondo 
esterno senza la necessità di 
un canale di comunicazione 
creato ad hoc. Il Program-
mable Automation Controller 
(PAC) implementa efficace-
mente questa esigenza, tutto 
in una soluzione All In One, 
grazie al fatto che possiede 

UEIPAC di UEI è il controllore programmabile per 
l’automazione (PAC) completamente basato su Linux, 
che è in grado di offrire fino a 150 canali analogici oppure 
288 punti di I/O digitale. Le applicazioni e le specifiche 
che è in grado di soddisfare lo rendono estremamente 
interessante e versatile. Infatti è in grado di gestire fino 
a 1000 punti di I/O in meno di 1ms. Può rispondere a 
200000 interrupt al secondo
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la possibilità di montaggio su 
guida DIN o a muro, il doppio 
DC/DC interno ridondato con 
generazione di allarmi in caso 
di fail e un supporto softwa-
re completo e dettagliato di-
sponibile gratuitamente sul 
sito del costruttore. Viceversa 
se l’ambiente di lavoro è di 
tipo rugged-industrial allora 
la nostra soluzione di punta 
è rappresentata da UEIPAC 
di UEI che è un controllore 
programmabile per l’automa-
zione (PAC) completamente 
basato su Linux, che è in gra-
do di offrire fino a 150 canali 
analogici oppure 288 punti di 
I/O digitale. Le applicazioni 
e le specifiche che è in gra-
do di soddisfare lo rendono 
estremamente interessante e 
versatile. Infatti è in grado di 
gestire fino a 1000 punti di I/O 
in meno di 1 ms. 
Può rispondere a 200000 in-
terrupt al secondo. Esistono 
moltissimi layers di I/O per 
UEIPAC, di tipo analogico con 
risoluzione fino a 24 bit per 
termocoppie e correnti in usci-
ta fino a 50 mA, con I/O digi-
tali industriali isolati o TTL, di 
comunicazione seriale, CAN, 
ARINC-429 e con interfaccia 
GPS. Tra gli ultimi layers nati 
ce n’è uno che soddisfa anche 
lo standard MIL-STD-1553, 
che di fatto accresce anco-
ra di più i suoi possibili sce-
nari di utilizzo. Per lavorare 
con UEIPAC basta scrivere 
la propria applicazione in C 
sul proprio PC utilizzando il 
Toolkit di UEI e successiva-
mente caricarla all’interno di 
quest’ultimo. Sono disponibili 
una vasta gamma di accesso-
ri per il montaggio e per il col-
legamento dei segnali. Tutte 
queste potenzialità sono rac-
chiuse all’interno di un cubo 
compatto di 10 cm. Il range di 
temperatura operativo va da 
–40 a +85 °C, con resistenza 
ad urti fino a 50g e vibrazioni 
fino a 5g. Il valore di MTBF 
dato è di 300.000 ore. Una 
soluzione così diversificata 

dal punto di vista tecnologico 
permette al cliente di trovare 
il prodotto più confacente 
all’applicazione che vuole 
realizzare.
Se invece analizziamo il 

discordo dal punto di vista 
commerciale i plus che ci 
differenziano sono: il nostro 
know how, l’assistenza e l’at-
tenzione sia nella fase pre 
che post vendita. Automotive, 

avionico, aerospaziale e tutta 
l’automazione industriale con-
tinueranno a rappresentare 
scenari di settori applicativi 
dove l’acquisizione dati rap-
presenterà la pietra angolare 

su cui costruire l’intera archi-
tettura di processo e quindi la 
possibilità di impiegare come 
soluzione i PAC rappresenterà 
un’alternativa molto interes-
sante.
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28 Parola alle Aziende DAQ

D: Quali sono le principali stra-
tegie adottate dalla vostra so-
cietà sul breve/medio periodo 
per soddisfare al meglio le ri-
chieste di questo mercato?
R: Con l’introduzione del micro-
controllore M
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TTI
Induttori di potenza SMD 
automotive
TTI ha annunciato la disponibi-
lità di nuovi induttori di potenza 
SMD di Bourns per applicazioni 

automotive, dotatei di alta corren-
te di saturazione. I modelli SR-
P1038A, SRP1238A, SRP1245A, 
SRP1265A e SRP7028A sono 
realizzati con un nucleo di carbo-
nile in polvere e opportunamente 

schermati per bassa radiazione 
magnetica. Le induttanze disponi-
bili vanno da 0.1 μH fino a 47 μH; 
le dimensioni dei footprint vanno 
da 7,3 mm x 6,6 millimetri a 13,5 
mm x 12,5 mmm; le altezze di-

mensionali vanno da 2,8 mm fino 
a 6,2 mm; l’Irms può arrivare fino 
a 55A e la Isat a 118A.
Le applicazioni tipiche di questi 
induttori di potenza includono di-
spositivi di assistenza alla guida, 

sistemi di intrattenimento e di 
illuminazione. I componenti sono 
qualificati AEC-Q200, pienamen-
te conformi alle normative RoHS 
e senza alogeni. Le caratteristi-
che elettriche e geometriche sono 
equivalenti alla serie standard 
esistente.

Cadence
Software AudioSmart 
ottimizzato
Cadence e Conexant Systems 
hanno annunciato che il software 
AudioSmart di Conexant è stato 
ottimizzato per la serie DSP Ca-
dence Tensilica HiFi. AudioSmart 
elimina il rumore dal segnale di 
ingresso al microfono durante le 
chiamate VoIP e migliora notevol-
mente le prestazioni del sistema 
di riconoscimento vocale auto-
matico (ASR), garantendo un’ot-
tima qualità della voce. Il risultato 
è un’esperienza audio superiore 
per l’utente finale in condizioni 
reali, con eccellenti prestazioni di 
ascolto. Il software di Conexant si 
basa sulla sua proprietà di algo-
ritmo di soppressione del rumo-
re Smart Source Pickup (SSP) 
che utilizza la rappresentazione 
spaziale per ridurre le interferen-
ze. Inoltre, AudioSmart permette 
agli utenti di sperimentare un’ot-
tima qualità vocale indipendente 
dall’orientamento del dispositivo 
o posizione (angolo) dell’utente.

ams
Sensore di luce ambientale
ams ha presentato TSL2584TSV, 
un sensore di luce ambientale 
(ALS) in un package through-sili-
con-via (TSV) che ha un ingom-
bro di soli 1,15 mm x 1,66 mm e 
un’altezza di 0,32 mm.
Ams ha sfruttato la sua espe-
rienza di produzione di wafer per 
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includere la tecnologia di packa-
ging TSV come parte del proprio 
portafoglio di sensore di luce. 
Questa tecnologia migliora le pre-
stazioni offrendo un collegamento 
diretto dal dispositivo di I / O alla 
lega di stagno saldante. 
Le piccole dimensioni di 

TSL2584TSV forniscono ai pro-
gettisti di smartphone e tablet una 
maggiore flessibilità di design, 
aprendo molte nuove opzioni per 
la gestione della visualizzazione 
in design con limiti di spazio.
Inoltre, consente ai progettisti di 
dispositivi indossabili come oro-
logi intelligenti e bande di fitness, 
di integrare facilmente sensori 
di luce ambientali nei più sottili 
schermi retroilluminati.

ON Semiconductor
Mosfet di potenza n-channel 
ON Semiconductor ha annuncia-
to l’ampliamento del suo ampio 
portafoglio di MOSFET di poten-
za con nuovi Mosfet di potenza 
ad alta efficienza e a singolo ca-
nale N destinati a reti dati, te-
lecomunicazioni e applicazioni 
industriali. Questi dispositivi sono 
in grado di fornire bassi valori 
di Rds (on), riducendo al mini-
mo le perdite di conduzione e 
migliorando i livelli generali di 
efficienza operativa. I disposi-

tivi anche una capacità di gate 
(Ciss) molto bassa, fino a 2164 
picofarad (pF), che assicura bas-
se perdite di potenza. Con una 
tensione nominale di rottura di 
40V, i modelli NTMFS5C404NLT, 
N T M F S 5 C 4 1 0 N L T  e 
NTMFS5C442NLT hanno valori 
di Rds (on) (@ Vgs = 10V) rispet-
tivamente di 0,74 mΩ 0,9 mΩ e 
2,8 mΩ, con correnti di drain DC 
di 352A, 315A e 127A. Ulterio-
ri dispositivi, NTMFS5C604NL, 
N T M F S 5 C 6 1 2 N L  e 
NTMFS5C646NL, hanno valori 
di tensione di rottura di 60V con 
Rds(on) di, rispettivamente, 1,2 
mΩ, 1,5 mΩ e 4,7 mΩ. Entrambi 
i dispositivi sono classificati per 
funzionare a temperature di giun-
zione fino a 175 °C, dando così 
ai progettisti maggiore integra-
zione termica per i loro design. I 
nuovi Mosfet sono forniti in pack-
age SO8FL (DFN-8).

Recom
DC/DC book of knowledge
Recom ha annunciato una nuova 
reference design dal titolo “DC/
DC book of knowledge” di circa 

234 pagine. Il volume vuole esse-
re una guida pratica sull’alimen-
tazione elettrica per ingegneri, 
sviluppatori e studenti. In questi 
ultimi anni, Recom si è affermata 
nel mercato dei convertitori DC/
DC con nuove soluzioni. L’obiet-
tivo di questi dispositivi è quello 
di soddisfare i seguenti compiti: 
adeguare la tensione di alimen-
tazione al carico, garantire una 
separazione galvanica, proteg-
gere la commutazione del lato 
secondario da errori sul lato pri-
mario e facilitare il rispetto dei re-
quisiti di conformità alle norme di 
sicurezza e CEM. Il libro fornisce 
adeguate competenze per rag-

giungere questi obiettivi definen-
do i vantaggi e svantaggi per ogni 
metodo. L’autore del libro è il di-
rettore tecnico della Recom, Ste-
ve Roberts, che vanta molti anni 
di esperienza nello sviluppo di 
convertitori DC/DC e con questo 
volume ha voluto dare una rispo-
sta ai clienti che chiedevano una 
trattrazione pratica, riassumendo 
le conoscenze acquisite in uno 
stile semplice e disinvolto. 

Vincotech
Moduli di potenza
Vincotech ha annunciato nuovi 
moduli di potenza flow7PACK, 
progettati per applicazioni di con-
trollo del movimento e standard 
EMC. La famiglia flow7PACK 
1200V è dotata di un inverter 
three-phase e della più recente 
tecnologia chip. I progettisti di 
elettronica di potenza sono co-
stantemente alla ricerca di so-
luzioni innovative e flessibili per 
soddisfare le stringenti richieste 
del settore per EMC, quali un 
piccolo ingombro e bassi costi 
di sistema. La linea flow7PACK 
è un’opzione estremamente fles-
sibile e conveniente per le ap-
plicazioni in cui EMC presenta 
un problema a causa del design 
compatto del modulo PIM. I mo-
duli servono applicazioni che 
vanno da 8A a 100A. Varie opzio-
ni includono: Flow 0 per 8A, 15A 
e 25A, Flow 1 per 25A, 35A e 50A 
e Flow 2 nominale per 50A, 75A 
e 100A. 

Infineon Technologies
Mosfet della serie 
superjunction (SJ)
Infineon Technologies ha lanciato 
una nuova famiglia di Mosfet Co-
olMOS C7 della serie superjun-
ction (SJ). La serie a 600V offre 
una riduzione del 50% delle per-
dite di spegnimento rispetto al 
CoolMOS CP, offrendo un livello 
tecnologico del tipo GaN in PFC, 
TTF e altre topologie switching. 
CoolMOS C7 raggiunge un pri-
mato nel settore, offrendo una 
resistenza Rds(on) di appena 1Ω 
per mm2. La nuova serie Cool-
MOS presenta perdite di com-
mutazione bassissime per appli-
cazioni SMPS come server e in 

settori quali telecomunicazioni, 
solari e industriali che richiedono 
un’elevata efficienza.
La famiglia è disponibile in una 
vasta gamma di valori Rds(on) e 
package con opzioni innovative, 
come per esempio il TO-247 4-pin 
immediatamente disponibile al 
momento del lancio. Inizialmente, 
sarà disponibile anche il TO-220 
4-pin con un massimo Rds(on) da 
40 mΩ a 180 mΩ.

RS Components
Laser scanner di sicurezza 
con interfaccia Ethernet 
RS Components ha aggiunto 
una novità alla propria gamma 
di prodotti dedicati alla sicurezza 
di operatori e macchine: i laser 
scanner con interfaccia Ethernet, 
di Ormon, che semplificano la 
gestione delle zone di sicurezza 
nelle linee di produzione. 
I laser scanner di sicurezza 
Omron OS32C di tipo 3 rappre-
sentano una soluzione molto 
compatta e versatile per rilevare 
la presenza umana e proteggere 
gli operatori che lavorano in fab-
brica. Grazie all’interfaccia Ether-
net integrata, questi scanner 
sono semplicissimi da configura-
re, tramite PC, con l’inserimento 
di pochi parametri. I supervisori 
possono monitorare lo stato ope-
rativo delle celle di produzione 

dalle loro scrivanie e analizzare le 
cause che hanno portato a ogni 
fermata di emergenza, allo scopo 
di migliorare le procedure di sicu-
rezza e documentarne l’efficacia. 
Più laser scanner OS32C posso-
no essere collegati in rete LAN 
per monitorare le varie macchine 
presenti in un impianto.

Giada Technology
Server entry-level
Giada Technology continua nella 
produzione di prodotti server con-
formi e superiori ai tipici standard 
industriali. Il nuovo GT200 Micro-
server di Giada è già stato de-
cretato come il più piccolo server 
tower entry-level. Con un’altezza 
di circa il 70% rispetto a un iPad 
da 9,5”, grazie alle sue dimen-
sioni compatte si presta alle più 
svariate installazioni, in base alle 
esigenze dei clienti, GT200 Mi-

croserver offre alte prestazioni e 
basso consumo energetico ed è 
stato sviluppato per venire incon-
tro alle esigenze delle PMI per es-
sere utilizzato come piccolo data 
center, file server, web server, 
mail server o print server.
I microserver sono un formato 
che sta diventato sempre più 
popolare per utilizzi data center. 
GT200 dispone di un processore 
dual core Intel Celeron 1037U, 
con una frequenza di 1.8 GHz 
e un consumo energetico di soli 
17W. Il basso consumo energeti-
co offre comunque alte prestazio-
ni anche paragonato ai normali 
server a due-bay con processore 
Atom. GT200 integra un’interfac-
cia Ethernet Dual Gigabit Intel 
210AT e 82579LM Dual Gigabit 
Ethernet adatta anche a carichi di 
rete elevati. 
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